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The present application lacks unity of invention. It contains according to claims 1 to 5 as well 
as 6 to U two different invention complexes, on the one hand a thermodectric Qxvmtride 
material and on the other hand a thermoelectric nitride material. 

The applicant is requested to establish unity of invention according to Sec. 34 paragraph 5. 



2, 

In claims 1,2, and 6 the unclear terms "or more**, "or less 77 as well as "or above'' have to be 
deleted. 

With respect to the general prior art reference is made to (I). 

4. 

Claims 1 and 6 cover an unmanageable multitude of compounds, among others including 
indium oxynitri.de and indium nitride. These compounds are already known (see e.g. in (2), 
17, second paragraph), as is known to the skilled applicant, Thus, claims 1 and 6 axe. * 
anticipated. In the examples, only a fractional amount of the compounds falling under claims 
1 and 6 is cited. In order to plausibly support the scope of claims 1 and 6, the applicant is 
invited to present examples over the whole range. Otherwise, these claims are not allowable 
due to lack of clarity. 

With the documents on file, grant of a patent cannot be announced; rather, rejection of the 
application is to be expected. 

If a substantive response i$ not intended. It is asked for an informal note about receipt of the 
office action, 
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1. 



Vorliegende Anmeldung ist uneinheitiich. Denn sie enthalt nach den Anspruchen 1 bis 5 
sowie 6 bis 11 zwei verschiedene Erfindungskomplexe, zum einen ein therm oeiektrisches 
Oxynitridmaterial zum anderen ein thermoetektrisches Nitrid material. 

Die Anmelderin wird aufgefordert, gemafc § 34 (5) die Einheitiichkeit herzustelien. 

2. 

In den Anspruchen 1 , 2 und 6 sind die unkiaren Angben „oder mehr" „oder weniger" sowie 
„oder dariiber" zu streichen. 



3. 



Zum aligemeinen Stand der Technik wird auf (1 ) verwiesen. 

4. 

Unter die Anspruche 1 und 6 fallen eine unuberschaubare Vielzahl von Verbindungen, u.a, 
auch Indiumoxynitride und Indiumnitride. Diese Verbindungen sind bereits bekannt (vgl. bei- 
spieisweise in (2) Seite 17, Absatz 2), wie die sachkundige Anmelderin weifc. Daher sind die 
Anspruche 1 und 6 neuheitsschadiich vorbeschrieben. In den Beispielen wird nurein Bruch- 
teil der unter die Anspruche 1 und 6 fallenden Verbindungen genannt. Urn die Breite der 
Anspruche 1 und 6 glaubhaft zu belegen, wird die Anmelderin aufgefordert, uber den 
gesamten Bereich Beispiele vorzuiegen. Ansonsten sind diese Anspruche mangels Klarheit 
nicht gewahrbar. 



Mit den vorliegenden Unterlagen kann eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden; 
es muss vielmehr mit der Zuriickweisung der Anmeldung gerechnet werden. 
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Falls eine Aufierung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose MitteNung uber 
den Erhalt des Bescheides erbeten. 
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(54) MANUFACTURING METHOD OD 
THERMOELECTRIC MATERIAL 

(57) Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for 
manufacturing a thermoelectric material of high 
thermoelectric characteristics by raising the 
mechanical strength of thermoelectric material, 
improving a yield, and lowering a heat 
conductivity Kof the thermoelectric material. 

SOLUTION: A manufacturing method is provided for 
a thermoelectric material comprising combination of 
elements of at feast one kind selected among V 
group elements as well as VI group elements or 
combination of metal and semi-metal material, or for 
a thermoelectric materia! where oxide, carbide, 
nitride, or mixture of them Is added to that 
thermoelectric material. The raw materials are mixed 
are mechanically alioyed using a tumbling mill, 
epicyefic mill, or vibrating mill, and then the 
resulting mechanical alloying powder is screened- to 
provided powder of particle size 32 ^m or smaller 
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Die vorliegende Erflndung betrifft transparente Heizerpaneele und ein Verfahren zutn 
Vorberelten bzw. HersteJIen derselben. Genauer gesagt betrifft sie transparente 
Heizerpaneele, die for Fensterteile verwendet werden k5nnen, und insbesondere 
transparente Heizerpaneele, die fur die Flussigkristaiianzeigen, KQhlschaukasten, 
Gefrierschaukasten, Entfroster von Autos verwendet werden kdnnen, und ein 
Verfahren zurn Vorbereiten dersetben, 

Bei Gefrierschaukasten und KQhlschaukasten ist es ndtig, eine Taukondensation auf 
der Oberflache einer Fensterscheibe im Fensterteil zu verhindern. Daher wurde eine 
transparente feitende Schicht auf der Oberflache einer Fensterscheibe ausgebildet, 
urn eine vorbestimmte elektrische Leistung an die transparente leitende Schicht 
anzulegen und die Fensterscheibenoberfiache zu heizen. 

Die Nachfrage nach Flussigkristaflanzeigen hat sich in diesen Tagen erhdht Ihr 
Betrieb ist jedoch unangenehm langsam, wenn sie in kalten Gebieten verwendet 
werden. Somit hat es auch eine erhdhte Notwendigkeit fur transparente 
Heizerpaneele bei Fiussrgknslailanzeigen fur eine Temperatursteuerung gegeben. 
Bislang wurden ber in kalten Gebieten verwendeien Flussigkristaitanzesgen 



exotherme Widerstande zum Heizen vermascht angeordnet, wie es beispiefsweise in 
JP-A-58-126517 (Tokkai-sho) offenbart ist, Es war jedoch schwierig, die gesamte 
FIGssigkristaltanzetge unter Verwendung von einer der Konstitutionen einheitlich zu 
heizen, und die exothermen Widerst&nde bzw. Resistoren mit einem opaken Metafl 
neigten dazu, einen Bediener beim Beobachten der Anzeige unangenehm zu stdren. 

Transparente Heizetemente, bei welchem transparente leitende Schichten auf 
transparenten Substraten ausgebildet sind, sind beispielsweise im US-Patent Nr. 
4,952J83 offenbart. Ein solches Heizeiement ist in Fig. 31 hier beigefugt. Eine 
transparente leitende Schicht 52 ist auf der gesarnten Oberflache eines 
transparenten Substrats 51 ausgebildet, und ein Paar von Elektroderf 53 und 53' zum 
Anlegen elektrischer Leistung an die transparente leitende Schicht 52 sind Gber 
beiden Randteilen der transparenten leitenden Schicht 52 ausgebildet Weiterhin ist 
eine transparente Schutzschicht 54 auf der gesarnten OberflSche des Heizelements 
aus gebildet, um die transparente leitende Schicht 52 und die Eiektroden 53 und 53' 
zu schutzen. Die Eiektroden 53 und 53 sind durch Beschichten bzw. Oberztehen 
geeigneter Teile der transparenten leitenden Schicht 52 mit einem leitenden 
druckenden Material, wie beispielsweise einer Silberpaste, unter Verwendung eines 
Siebdruckverfahrens und darauffolgendes therrnisches Behandeln des resultierenden 
Qberzugsmaterials ausgebildet. Zum Zwecke eines Verbesserns der Zuveriassigkeit 
der Eiektroden offenbart JP-A-4-289685 (Tokkai-hei) Eiektroden, die eine Metallfpiie 
mit eiektrisch leitenden Druckmateriaischichten in Sandwichbauweise umgeben. 

Die gegenwSrtigen Erfinder fanden heraus, dass ein transparentes Heizerpaneel 
durch Ausbiiden einer im wesentiichen lichtdurchlassigen metaliischen dOnrien 
Schicht auf einer transparenten leitenden Schicht und darauffolgend durch Ausbiiden 
eines Paars von metaliischen Eiektroden auf der metaliischen dunnen Schicht unter 
Verwendung eines Nass-Piattierungsprozesses erhalten wird, wie es in JP-A-6- 
283260 (Tokkai-hei) offenbart ist. Typische Beispiele fur transparente leitende 
Schichten, die fur transparente Heizerpaneele verwendet werden, sind Laminate, bei 
welchen eine metalSische dOnne Schicht zwischen transparenten dunnen Schichten 
mit hohem Brechungsindex gehalten wird. Diese Anmeidung offenbart auch 
Laminate mit einer Sandwichbauweisenstruktur, wie beispielsweise InOx/Ag/InOx, 
SiNx/Ag/SiNx Oder Ti02/Ag/Ti0 2 , die durch ein Vakuumablagerungsverfahrenf iiri 
reaktives Ablagerungsverfahren Oder ein Sputter-Ablagerungsverfahren ausgebildet 
wird, Wenn ein metaliische dQnne Schicht, die Siiber als Hauptkomponente enthSit, 



fur eine metallische Schicht eines Laminats verwendet wird, hat das resuitiereride 
Laminat eine besonders exzellente Transparenz bzw. DurchlSssigkeit in einem 
sichtbaren Lichtbereich, eine bessere LeitfShigkeit, und insbesondere eine 
ausgezeichnete Heiz-LeistungsfShigkeit bei einer nledrigen eiektrischen Spannung^ 

Be! einem transparenten Heizerpaneel, dessen Laminat durch eine transparent^ 
dunne Schicht mit hohem Brechungsindex bedeckt fst, und das eine dunne Sehieht 
aufweist, die Silber oder Kupfer als Hauptkomponente enthSIt und als exotherrner 
KOrper verwendet wird, gibt es eine Forderung nach einer strengen 
StrapazierfShigkeit bezuglich der Umweit, wenn das Heizerpaneel for die 
Temperaiurkompensation einer Flusslgkristalianzeige in einem Autocoder Shnlichem 
verwendet wird, Insbesondere gib es Forderungen nach einer Feuchtigkeits- 
Hitzebestandigkeit, einer Hrtzebestandigkeit und einer Kaitebestandigkeit 
insbesondere bei einem Abschatzung seiner Feuchtigkeits-HitzebestSndigkeit 
werden feine Silberpartikel erzeugt und koaguliert, und sie veranlassen, dass sich die 
dOnne Schicht aus Silber verschiechtert. Aufgrund einer sofchen Verschlechterung 
wird das Heizerpaneel punktformig mit weiBen Ftecken versehen, die aus der 
Koagulation bzw. Gerinnung von feinen Silberpartiketn resultieren, wird sein 
Aussehen verschiechtert und wird die Erzeugung von Hitze nicht einheitlich 
bekommen. 

Daher werden herkdmmliche transparente Heizerpaneele zum Zwecke eines 
Verhinderns, dass sich ihre dunnen Schichten aus Silber verschlechtern, durch ihre 
Substrate und Schutzharze geschOtzt Jedoch dann, wenn transparente 
Heizerpaneele, die so geschutzt sind t bezuglich einer Strapazierfahigkeit bezQglich 
der Umweit getestet werden, werden ihre dunnen Schichten aus Silber 
verschiechtert. Das bedeutet dass sie keine ausreichende Strapazierfahigkeit 
bezQglich der Umweit haben, Bei einem transparenten Heizerpaneel, bei weichem 
eine dunne Schicht aus einem Haibieiter, wie beispielsweise aus Indiumoxid, als 
exotherme Schicht verwendet wird, wird sefbst dann, wenn beide Oberfiachen von 
ihm selbst geschOtzt werden, die Verschlechterung des Heizerpaneels beim 
Vorhandensein von SSurekomponenten beschleunigt, usw. Das bedeutet, dass ein 
seiches Heizerpaneel keine ausreichende Strapazierfahigkeit bezuglich der Umweit 
hat, 

Wie es oben angegeben 1st, sind bei transparenten Heizerpaneelen, deren beide 



OberflSchen geschutzt sind, das Studium des Antasses fur etne solche 
Verschiechterung und die Ldsung davon extrem wichtige Probleme gewesen. 

Es 1st eine aligemeine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Anlass einer solchen 
Verschiechterung zu studieren, urn ihn zu i6sen> d.h, transparente Heizerpaneele mit 
einer verbesserten Strapazierfahigkeit gegenQber Schadstoffen, wie beispieisweise 
hygroskopischer Feuchtigkeit, Statib, Gasen, Sauresubstanzen und anderen, einer 
exzellenten Strapazierfahigkeit bezQglich der Umwelt, einer hohen Zuveriassigkeit, 
einer hohen LichtdurchlSssigkeit, einer exzelienten Heizleistung und einer 
einheitilchen Heizfeistung zu schaffen, 

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum 
Herstelten desselben zu schaffen. 

Die gegenwSrtigen Erfinder studierten die Ursache fur eine solche Verschiechterung 
ernsthaft, urn die oben angegebenen Probleme zu ISsen und fanden heraus, dass 
eine solche Verschiechterung bet den geschnittenen EndflSchen eines Heizerpaneels 
erfolgt, die uberhaupt nicht geschutzt sind 4 und sich in jeder Richtung in ihrer 
Oberfl§che ausbreitet Dann fanden die gegenwSrtigen Erfinder heraus, dass ats 
MaSnahme gegenuber einer solchen Verschiechterung bei einem transparenten 
Heizerpaneel mit einer transparenten leitenden Schicht, die auf einem transparenten 
Substrat ausgebildet ist, und einem Paar von Elektroden zum Anlegen elektrisdher 
Leistung an die transparente teitende Schicht eine Antikorrosionsbehandlung, wie 
beispieisweise ein Bedecken der geschnittenen EndflSchen der transparenten 
ieitenden Schicht mit einem transparenten Schutz-Plastikelernent Oder einem 
Antikorrosionsmittel die oben angegebene Verschiechterung verhindert 

Das bedeutet, dass eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung durch eiri 
transparentes Heizerpaneel nach Anspruch 1 geidst werden kann, 

Eine zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung kann durch ein Verfahren zum 
Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels nach Anspruch 10 geidst werden, • 

Der Aufbau, der Betrieb und Vorteile bevorzugter transparenter Heizerpaneele, die 
die Erfindung verkdrpern, sind in der folgenden detaiifierten mcht beschrankehdeh 
Beschreibung und unter Bezugnahme auf die folgenden Zeichnungen aufgezeigi 



Fig. 1 eine Draufsicht ist, die ein erstes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darsteilt 

Fig. 2 eine transversale Schnittansicht entiang der Linie A-A* der Fig. 1 ist. 

Fig. 3{a) t (b) transversale Schnittansichten entiang der Linie B-B* der Fig. 1 sind. 

Fig. 4 eine perspekttvische Ansicht des Heizerpaneels der Fig: l ist 

Fig. 5 eine transversale Schnittansicht ahnfich der Fig. 2 ist, die ein zweites 

bevorzugtes AusfQhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darsteilt. 

Fig. 6 eine transversale Schnittansicht Shnlich der Fig. 2 ist, die ein drities 

bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darsteilt. 

Fig, 7 eine Draufsicht ist, die ein viertes bevorzugtes AusfGhrungsbeispie! 

eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darsteilt. 

Fig. 8 eine Langs-Schnittansicht entiang der Linie C-C 1 der Fig. 7 ist. 

Fig. 9 eine transversale Schnittansicht Shnlich der Fig, 2 ist, die ein funftes 

bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darsteilt. 

Fig. 10 eine Langs-Schnittansicht entiang einer Linie entsprechend der Linie D- 
D* der Fig. 1 ist, die ein sechstes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiei 
eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darsteilt 



Fig, 11 eine Langs-Schnittansicht Shniich der Fig. 10 ist, die ein siebtes 



bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 



Fig. 12 eine transversale Schnittansicht ist, die ein zweites bevorzugtes 
Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels der 
vorliegenden Erfindung darstelit, das insbesondere auf einer 
Stutzstruktur monttert ist 

Fig. 13 eine Draufsicht ist, die ein achtes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 
eines transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung 
darstelft. 

Fig. 14 eine transversale Schnittansicht entfang der Ltnie A-A* der Fig. 13 ist. 

Fig, 1 5 eine perspektivische Ansicht des Heizerpaneels der Fig, 13 ist 

Fig. 16 eine transversale Schnittansicht Shnlich der Fig. 14 ist, die ein neuntes 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darsteilt 

Fig, 17 eine transversale Schnittansicht Shnlich der Fig, 14 ist, die ein zehntes 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Fig. 18 eine transversale Schnittansicht Shnlich der Fig. 14 ist, die ein eiftes 
bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines transparenten Heizerpaneels 
der vorliegenden Erfindung darsteilt. 

in Fig, 19 bis 26 ein Teil (a) eine Draufsicht und ein Teil (b) eine Schnittansicht 
ist, die eine Reihe von bevorzugten Vorbereitungseinheiten darsteilert, 
in welchen korrostonsfeste transparente Heizerpaneele vorbereitet 
werden. 



Fig. 27{a),(b) perspektivische Ansichten zweiter au&en angeschfosseher 
MetalSstreifen sind, die an die Steiie von einer kfeinen rundtichen 
Offnung bzw. einer Ose gesetzt sind. 



Fig. 28 eine perspektivische Ansicht eines dritten aufien angeschlossenen 
Metallstreifens ist, der an die Stelte einer kleinen rundiichen Cffri ung 
bzw. einer Ose gesetzt ist 

Fig. 29 eine Draufsicht auf ein zwdlftes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel eines 
transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung ist dessen 
transparente ieitende Schicht in der Form ernes Muster ist 

Fig; 30 eine Draufsicht auf ein dreizehntes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 
eines transparenten Heizerpaneels der voriiegendeii Erfindung ist, 
dessen transparente Ieitende Schicht in der Form eines Musters ist, 

Fig. 31 eine transversaie Schnittansicht ist, die ein herk&mmliches 
Ausftthrungsbeispief eines transparenten Heizerpaneels darsteHt 

Die Struktur von transparenten Heizerpaneeien der vorliegenden Erfindung, die rnit 
einem transparenten Schutz-Plastikeiernent einer Antikorrosionsbehandlung zu 
unterziehen sind, wird zuerst beschrieben werden. 

(a) Erstes AusfQhrungsbeispiel; Fig. 1 bis 4 

Ein in den Fig. 1 bis 4 beschriebenes transparentes Heizerpaneel 1 weist einen 
Hauptteit auf, der nahezu quadratisch ist, und mit §ufteren Leistungsquetien 
verbundene projizierte Teite, die entlang der ausgedehnten Leitungen von Eiektroden 
uber beiden Randteilen des Hauptteils projiziert sind, Anders ausgedrOckt weist es 
ein transparentes Substrat 2, eine transparente Ieitende Schicht 3, die auf einer 
ersten Oberfiache des transparenten Substrats 2 ausgebildet ist, urn ein exothermer 
KSrper zu sem, wpbei ein peripherer Randteil des fur die Ausbildung eines 
transparenten Schutz-PIastikelements 7 reservierten transparenten Substrats 2 von 
der ersten OberflSche ausgeschlossen ist, ein Paar von Eiektroden 5 und 5\ die uber 
Randteilen der transparenten leitenden Schicht 3 ausgebildet sind, urn eJektrische 
Leistung an die transparente ieitende Schicht 3 anzulegen, und eine transparente 
Schutzschicht 6, die uber dem Teii der transparenten leitenden Schicht 3 ausgebildet 
ist, wo die Eiektroden 5 und 5' nicht auszubilden sind, wobei das transparente 
Schutz-Pfastikelement 7 uber der transparenten Schutzschicht 6, den Efektroden 5 



und 5" und den EndflSchen der transparenten leitenden Schicht 3 und der Elektroden 
5 und 5* ausgebildet ist und an der oberen FI3che des peripheren Randteils des 
transparenten Substrats 2 haftet, aut 

Das transparente Schutz-Ptestikelement 7 erfulit seine Antikorrosionsfunktion zum 
SchQtzen der Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 und der Elektroden 5 
und 5* vor hygroskopischer Feuchtigkeit, vor Staub, vor Gasen, vor S&uresubstanzen 
und anderen Kontaminierungsmittefn und zum Verbessern des- transparenten 
Heizerpaneels 1 bezuglich einer Strapazierfahigkeit bezOglich der Unnweit 

Jede der Elektroden 5 und 5 1 ist in der Form eines Rechtecks, dab bezQglich der 
Breite schmal und bezuglich der LSnge lang ist Ein Ende jeder der Elektroden 5 und 
5* ist ein Verbindungsabschnltt bzw, Anschlussabschnitt 5a oder 5a\ Die 
Verbindungsabschnitte 5a und 5a* sind jeweils ausgebildet, urn jeweils einen Draht 
zum Aniegen elektrischer Leistung mit den Elektroden 5 und 5' zu verbinden. Auften 
angeschlossene metallische Passungen 13 und 13' sind an den 
Verbindungsabschnitten 5a und 5a 1 mit jewetiigen kleinen runden Offnungen bzw. 
Osen 14 und 14* angebracht Die Verbindungsabschnitte 5a und 5a 1 stehen 
zusatzlich zu den Passungen 13 und 13' vom Hauptteil des transparenten 
Heizerpaneels 1 zu einer Richtung in seiner OberflSche vor, wobei der Hauptteil 
virtueil in der Form eines Quadrats ist Die vorliegende Erfindung ist jedoch nfcht auf 
diesen Typ beschrankt Die Verbindungsabschnitte 5a und 5a 1 konnen in irgeridetner 
von Richtungen vorstehend sein, die optional ausgewahlt werden, und kdnnen 
uberhaupt nicht vorstehend sein, 

(b) Zweites AusfQhrungsbeispiel; Fig. 5 

Ein transparenter Schutz-PIastikfilm 9 ist mit der oberen Oberflache eines 
transparenten Schutz-Piastikelements 7 mittels einer Klebeschicht bzw. Haftschicht 
verbunden, die in der Figur nicht gezeigt ist 

(c) Drittes Ausfuhrungsbeispiel; Fig, 6 

Die Elektroden 5 und 5' bestehen jeweils aus feitenden Harzschichten 5b und 5b' und 
Plattierungsschichten 5c und 5c f . Eine Kiebeschicht 10 ist auf einer zweiten 
Oberflache eines transparenten Substrats 2 ausgebrfdet, wo eine transparente 



leitende Schicht 3 nicht auszubiiden ist, und eine Trenn- oder Frejgabeschicht bzw, 
-pjatte 1 1 ist auf der Klebeschicht 10 laminiert Bel diesem AusfQhrungsbeispiel wird 
die Trenn- oder Freigabeschicht 11 abgeschait, und dann wird das trabsparente 
Heizerpaneel 1 mit eirier au&eren Siutzstruktur verbunden, indem die Oberflache der 
Klebeschicht 1 0 mit der aufteren Stutzstruktur durch Druck kontaktiert wird- 

(d) Viertes AusfQhrungsbeispiel; Fig. 7 und 8 

Verbindungsabschnitte zym Aniegen elektrischer Leistung bestehen gus einzefneti 
Elektroden 5 und 5', die aus Folien eines Metalls, wie beispielsweise Kupfer^ 
bestehen. Eine transparente leitende Schicht 3, die einen exothermgn Korper bildet, 
ist auf der gesamten Oberffache eines transparent^ Substrats 2 ausgebiidet Eine 
transparente leitende Harzschicht (eine leitende Pastenschicht) 5b, eine Ktebeschipht 
8, Elektroden 5 und 5* und eine weitere transparente leitende Harzschicht (leitende 
Pastenschicht) 5b sind auf der transparenten leitenden Schicht 3 in dieser 
Reihenfolge ausgebiidet Die Randteile der oberen und unteren leitenden 
Harzschichten 5b sind elektrisch miteinander verbunden* Die gesamten oberen und 
unteren Oberflachen und EndflSchen des Hauptteils des Heizerpaneels sind durch 
ein transparentes Schutz-Pfastikelement 7 bedeckt so dass der Hauptteil gegenuber 
Kontamtnierungen geschutzt wird, und es verhindert wird, dass er korrodiert 

(e) Funftes AusfQhrungsbeispiel; Fig, 9 

Ein transparentes Schutz-Pfastikefemeht 7 bedeckt uber eine Klebeschicht 8 die 
obere OberflSche einer transparenten Schutzschicht 6, die oberen Oberflachen der 
Elektroden 5 und 5' und die Endfl&chen der Elektroden 5 und 5' und einer 
transparenten leitenden Schicht 3, um den Hauptteil des Heizerpaneels vor 
Kontaminierungen zu schOtzen. Ein weiteres transparentes Schutz-PIastikelement 7 
bedeckt auch die untere OberflSche und die Seitenfiachen eines transparenten 
Substrats 2 % um zu verhindem, dass der Hauptteil korrodiert. Die oberen und unteren 
transparenten Schutz-Plastrkelemente 7 sind uber eine Klebeschicht 8 in peripheren 
Randteilen des Heizerpaneels miteinander verbunden, 

(f) Sechstes AusfQhrungsbeispiel; Fig. 10 

Ein transparentes Schutz-Plastikefement 7 bedeckt Elektroden 5, eine transparente 



ieitende Schicht 3 und ein transparentes Substrat 2 mit Ausnahme von Tellen, die fOr 
die Ausbildung der Elektroden 5 reserviert sind* 

(g) Siebtes Ausfuhrungsbeispief; Fig. 1 1 

Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 bedeckt das gesarnte von Elektroden 5, 
einer transparenten feitenden Schicht 3 und einern transparenten Substrat 2. Das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 wird unter Verwendung einer geeigneten 
Einrichtung, wie beispieisweise einer Hitzebehandlung, entfernt, urn die Elektroden 5 
zu installieren. 

(h) Anwendung des zweiten AusfGhrungsbeispieis; Fig. 12 

Ein transparentes Heizerpaneel, wie es in Fig. 5 beschrieben ist, und ein 
Flussigkristallanzeigeelement werden miteinander vereinigt Diese Figur zeigt ein 
Ausfuhrungsbeispief, das durch Kontaktieren einer polarisierenden Platte (P) 15 mit 
einem transparenten Schutz-Plastikfltm 9 durch Druck uber eine Kiebeschicht 10 
ausgebildet wird r urn eine Flussigkristalianzeige mit einer Struktur aus der 
polarisferenden Platte (P) 15 / dem Fiussigkristallanzeigeelement 17 7 der 
polarisierenden Platte (Q) 16 an den transparenten Schutz-PIastikfitm 9 zu kleben. 
Das AusfQhrungsbeispiei hat auch eine Struktur, bei welcher Licht von einer 
Hintergrundbeleuchtung 18 von der Seite eines transparenten Substrats 2 gesendet 
wird und dann verwendet wird. 

AIs nSchstes wird die Struktur eines transparenten Hetzerpaneeis der voriiegenden 
Erfindung beschrieben, wenn das Heizerpaneel einer Antikorrosionsbehandlung rnit 
einem Antikorrosionsmittel unterzogen wird. 

(i) Achtes AusfOhrungsbeispiel; Fig. 1 3 bis 15 

Ein in den Fig. 13 bis 15 beschriebenes transparentes Heizerpaneel 1 weist einen 
Hauptterl auf, der nahezu quadratisch ist, und mit auBeren Leistungsqueflen 
verbundene projizierende bzw. vorstehende Teile, die entlang den ausgedehnten 
Unien bzw. Leitungen von Elektroden uber beiden Randteiien dese Hauptteils 
vorstehen bzw, projizierend sind. Anders ausgedruckt weist es foigendes auf: ein 
transparentes Substrat 2 8 eine transparente leitende Schicht 3, die auf einer ersten 



OberflSche des transparenten Substrats 2 ausgebiidet ist, um ein exothermer kdrji^r 
zu seirv ein Paar von Elektroden 5 und 5', die uber Randteilen der transparenten 
leitenden Schicht 3 ausgebiidet sind, um elektrische Leistung an die transparente 
leitende Schicht 3 anzulegen, und eine transparente Schutzschicht 6, die pt>er cfer 
oberen OberflSche der transparenten leitenden Schichte 3 ausgebiidet 1st, vyo die 
Elektroden 5 und 5* nicht auszubiiden sind, und etnen transparenten Schutzr 
Plastikfilm 9, der die obere OberflSche der transparenten Schutzschicht 6 und die 
oberen Oberflachen der Elektroden 5 und 5* bedeckt Eine sofche Laminierung wird 
jedoch ohne Klebeschicht ausgefGhrt. Die EndflSchen der transparenten leitenden 
Schicht 3 werden einer Antikorrosionsbehandfung unterzogen. Das bedeutet, class 
sie mit einer Schicht aus einer Antikorrosionskomponente 31 bedebkt werden. Die 
Elektroden 5 und 5 1 sind jeweils in der Form eines Rechtecks, das bezuglich der 
Breite schmal und bezOglich der LSnge tang ist. Ein Ende jeder der Elektroden ist ein 
Verbindungsabschnitt 5a oder 5a\ Ldcher 12 und 12* fQr runde kleine Offnungeh 
bzw. Osen sind jeweils in den Verbindungsabschnitten 5a und 5a' ausgebiidet, so 
dass die erwQnschten auften angeschiossenen metallischen Passungen an den 
Verbindungsabschnitten angebracht werden kGnnen. 

(j) Neuntes Ausfuhrungsbeispiei; Fig. 16 

Ein transparenter Schutz-Piastikfilm 9 wird Qber einer Klebeschicht 8 laminiert, und 
die gesamten EndflSchen eines Heizerpaneels werden mit einer Harzschicht 32 
bedeckt, die eine Antikorrosions- Oder organische Schutzschicht enthgit. Das 
Heizerpaneel hat denselben guten Antikorrosionseffekt wie immer, seibst wenn die 
Harzschicht 32, die das Antikorrosionsrnittef enthalt, durch ein transparentes Schutz- 
Plastikelement 7 ohne Antikorrosionsmittel ersetzt wird, wie es zuvor unter 
Verwendung der Fig. 1 bis 1 1 beschrieben ist. 

(k) Zehntes Ausfuhrungsbeispiei; Fig. 17 

Die Elektroden 5 und 5 1 bestehen jeweils aus leitenden Harzschichten 5b und 5b 1 und 
Piattierungsschichten 5c und 5c'. Ein transparenter Schutz-Piastikfilm 9 wird auch 
uber eine Klebeschicht 8 an der unteren Oberfl^che eines transparenten Substrats 2 
iaminiert, wo eine transparente leitende Schicht 3 nicht auszubiiden ist Eine 
Harzschicht 32, die ein Antikorrosionsmittel enthSIt, kann durch ein transparentes 
Schutz-Piastiketement 7 ohne Antikorrosionsmittel ersetzt werden. 



(t) Elftes AusfOhrungsbeispiel; Fig. 18 



EndflSchen der Eiektroden 5 und 5' sind einer Antikorrosionsbehandlung unterzogea 
Das bedeutet, dass sie mit einer Antikorrosionskomponentenschicht 31 bedeckt sind* 
Die gesarnten EndftSchen eines Heizerpaneels sind mit einer Harzschicht 32 
bedeckt, die ein Antikorrosionsmittef enthalt. Die Harzschicht 32, die das 
Antikorrosionsmittel enth§lt, kann durch ein transparentes Sehutz-Piastikefement 7 
ohne Antikorrosionsmittel ersetzt werden. 

Bevorzugte transparente Heizerpaneele der vorliegenden Erflndung mit einer 
Struktur, wie sie in den Fig. 1 bis 18 dargestellt ist, sind insbesondere bezCjgltch einer 
Umgebungs-StrapazierfShtgkeit und einer Leistungsfahigkeit als transparentes 
Heizerpaneel und bezuglich der Zuverlassigkeit merklich verbessert 

Bevorzugte typische Materialien fur Tetle, die ein transparentes Heizerpaneel der 
vorliegenden Erfindung biiden, werden beschrieben werden. 

Ein transparentes Substrat 2 ist ein Substrat, dessen Lichtdurchiassigkeit allgemein 
60 % Oder daruber ist, und vorzugsweise 70 % Oder darQber, und bevorzugter 80 % 
Oder darOber, und zwar in einem Bereich sichtbaren Lichts mit einer Welienlange von 
400 nm bis 800 nm. Glaspfatten und transparente Piastikfilme kdnnen als das 
transparente Substrat verwendet werden. Die Durchiassigkeit bzw. 
Transmissionsfahigkeit der Piastikfilme Gbersteigt 95 % nicht, solange keine 
Antireffexionsbehandlung, wie beispielsweise eine Antireflexionsbeschichtung, 
ausgefuhrt wird. Piastikfilme und -schichten werden vorzugsweise unter dern 
Gesichtspunkt der Dicke, der Flexibility, eines StoRwiderstands Oder einer 
kontinuierlichen Hersteflbarkeit bevorzugt verwendet. Bevorzugte Piastikfilme und 
-bogen bzw. -schichten bestehen aus Polyestern, wie beispielsweise 
Polyethyienterephthalat und Polyethyiennaphthaiat oder Homopolymeren Oder 
Copolymeren aus Pofyamid, Polyether, Poiysulfon, Polyethersuifon, Polycarbonate 
Polyaryiat, Polyetherirnid, POlyetheretherketon, Polyimid, Ararnid, PoiyfParaban- 
SSure) oder Polymere der Reihe Norbornen, Ein Plastikfilm oder -bogen, auf 
welchem eine feuchtigkeitsfeste Schicht oder eine Gasbegrenzungsschicbt auf einer 
Gberfiache oder auf beiden OberflSchen ausgeblldef ist f kann auch als das 
transparente Substrat verwendet warden. Diesefben Materialien, auf wefche 



nachfolgend bezuglich transparenter Schutz-PIastikefemente 7 Be?ug geriomir»er> 
wird, kdnnen auch geeigneterweise als die feuchtfgkeitsfeste Schicht qder die 
Qasbegrenzungsscbicht verwendet werden. 

Eine Unterbeschichtung kann auf der Oberfiache eines transparenten Substrats 2 
au^gebildet werden, urn ein Heizerpaneel bezQglich der Haftfahigkeit des 
transparenten Substrats 2 an einer transparenten feitenden Schicht 3 zu verbessern. 
Querverbindbare bzw. vernetzbare Harze Oder querverbindbare bzw* vernetzbare 
Harze, die an Ankermittel befestigt sind, sind als Unterbeschi chtuhgen bevorzugt 
Acrytepoxyharze, Acryisiiiconharze, Epoxyharze, Acrylharze, Phenoxyether 
vernetzbare Harze, Melamin-Harze, Phenol-Harze, Urethan-Harze und UV- 
einstellende Acrylate werden bevorzugt als die vernetzbaren Harze verwendet 
VVasseridsbare Polyurethanharze, wasserlosbare Polyaroidharze, hydrophile 
Polyesterharze, amorphes Polyethylenterephthalat (A-PET), Ethyien-Vinyl-Acetat- 
Emulsionen und Acryl- Oder Methacryl-Emulsionen werden bevorzugt als die 
Verankerungsmittel verwendet. Irgendeine der Unterbeschichtungen, die ein 
Heizerpaneel bezOglteh der Anhaftbarkeit eines transparenten Substrats 2 an einer 
transparenten (eitenden Schicht 3 verbessem kann, kann verwendet werden. Die 
Dicke der Unterbeschichtung ist norrnalerweise im Bereich von 1 bis 100 prn, 
bevorzugt 10 bis 50 pra Eine Schicht einer Substanz, die aus irgendeinem von 
anorganischen Materialmen besteht wie beispielsweise Siiizlumoxid und 
Magnesiurofluoridy und aus organiscften Materialien, wie beispielsweise Pluorin 
enthaltende Harze und Acrylharze, und die einen Brechungsindex hat, der kleiner als 
1,6 ist, kann auf dern transparenten Substrat 2 als Antireflexionsschicht mit einer 
Dicke von 0,1 nm bis 200 pm ausgebildet werden. 

Dunne Halbleiterschichten, metailische dOnne Schfchten und Laminate aus 
metatlischen dunnen Schichten und transparente dOnne Schichten k5nnen als die 
transparente feitende Schicht 3 angewendet werden. Die Laminate konnen 
Mehrfachschicfiten setn. Laminate, die aus einer transparenten dunnen Schicht und 
einer metaliischen dunnen Schicht bestehen, mit wenigstens einem Mttte!, das aus 
der Gruppe ausgewahlt ist, die aus Silber und Kupfer besteht, werden als 
Hauptkomponente besonders bevorzugt 

Dunne Halbleiterschichten, die die transparente leitende Schicht 3 bilden, bestehen 
aus Indiumoxid, Zinnoxid, ITO (Indiumzinnoxid) oder (ZO (Indiumzinkoxid), Die Dicke 



der dQnnen Schichten ist atlgemein im Bereich von 10 bis 1.000 nm, und bevorzugt 
von 20 bis 600 nm. 

Transparente dQnne Schichten, die die transparente leitende Schicht 3 biJden, sind 
bevorzugt einzelne Schichten oder Laminate mit wenigstens zwei Schichten, die aus 
irgendeinem Materia! aufgebaut sind, das aus der Gruppe ausgewahit ist, die aus 
Metailoxiden, Metallnitriden, Metalloxidnitriden, Metaflhydronitriden und 
Metallcarbiden besteht 

Metailische dunne Schichten, die die transparente leitende Schicht 3 bilden, weisen 
vorzugsweise eine erste metailische diinne Schicht (A) und eine zweite metailische 
dQnne Schicht (B) auf, die Jewells Ober transparenten Substraten in der Reihenfofge 
von AB, BAB Oder BA sind; 

wobei die erste metailische dunne Schicht (A) aus der Gruppe ausgewahit ist, die 
besteht aus: 

(1 ) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das wenigstens ein Metal! 
aufweist, das aus der Gruppe (a1) ausgewahit ist, die aus Silber und Kupfer 
besteht; 

(2) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das eine Legierung aus 
r wenigstens einem Metall aufweist, das aus der Gruppe <a1J ausgewahit ist, 

und wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a2) ausgewahit ist, die aus 
Palladium, Kupfer, Platin und Gofd besteht; und 

(3) entweder einem Lamina Oder einem Laminat, das aus einer Mischung von 
wenigstens einem Metafl besteht, das aus der Gruppe (a1) ausgewahit ist, und 
wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a2) ausgewahit ist, 

wobei die zweite metailische dunne Schicht (B) aus der Gruppe ausgewahit 
1st die besteht aus: 

(4) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das wenigstens ein Metall 
aufweist, das aus der Gruppe (b1) ausgewahit ist, die aus Kupfer, Nickel, Zinn, 
Indium, Titan, Palladium, Aluminium, Chrom, Silizium, Wolfram, Vanadium, 
Zink, Tantaf, Gold, Platin und Kobalt besteht; 

(5) entweder einem Lamina oder einem Laminat, das aus einer Legierung aus 
wenigstens einem Metall aufweist, das aus der Gruppe (b1) ausgewahit ist; 
und 

(6) entweder einem Lamina oder einem Laminat aus einer Mischung/ die aus •,. 



wenigstens einen Metall besteht, das aus der Gruppe (b1 ) ausgewahlt ist. 

Die transparente leitende Schicht 3 ist nicht auf die oben angegebenen Beispiele 
beschrankt. Ein Metall, wie beispielsweise Silber, Gold, Kupfer, Aluminium, Nickel 
Oder Chrom wird als metallische dQnne Schicht verwendet, die die transparente 
leitende Schicht 3 bildet. Silber, Gold und Kupfer sind bevorzugt. Insbesondere 
werden (1) eine metallische dQnne Schicht mit einem Metall. das aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus Silber und Kupfer oder einer Legierung davon besteht, und 
(2) ein Laminat mit einer Sandwichstruktur, die aus einer metallischen dOnnen 
Schicht (a) besteht, die ein einziges Metall aufweist, das aus der Gruppe ausgewahlt 
ist, die aus Silber und Kupfer oder einer Legierung davon besteht, und einer 
transparenten dunnen Schicht (b), die eine Verbindung bzw. Zusarnmensetzung 
aufweist, die aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus Nitriden besteht, wie 
beispielsweise Siiiziumnitrid, metallischen Oxiden, wie beispielsweise Indiumoxid und 
Titanoxid, metallischen Carbiden, wie beispielsweise Siliziumcarbid, und 
insbesondere eine transparente dQnne Schicht mit einem hohen Brechungsindex, 
bevorzugt als die transparente leitende Schicht 3 verwendet. Ein Laminat aus einer 
metallischen dunnen Schicht und einer transparenten dunnen Schicht und ein 
Laminat, dessen metallische dunne Schicht in Sandwichbauweise zwischen den 
transparenten dQnnen Schichten angeordnet ist, sind unter dem Gesichtspunkt der 
Transparenz oder Leitfahigkeit bevorzugt. Ein Laminat, das aus einer transparenten 
dQnnen Schicht besteht, die wenigstens eines enthalt, das aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus Nitriden, Oxiden und Karbiden besteht, und aus einer im 
wesentlichen transparenten metallischen dQnnen Schicht, ist jeweiis besonders 
bevorzugt. Eine transparente dunne Schicht aus einer Mehrfachschichtenstruktur und 
eine metallische dunne Schicht aus einer Mehrfachschichtenstruktur sind auch 
nQtzlich. 

Metallische dQnne Schichten fur die transparente leitende Schicht 3 mit einer 
transparenten dQnnen Schicht und einer metallischen dunnen Schicht in Kombination 
enthalten eine einzelne Schicht und ein Laminat, das wenigstens eine Substanz 
enthalt, die aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus Silber, einer Legierung, die Silber 
enthalt, und einer Mischung die Silber enthalt, besteht. Der Silbergehalt einer 
Legierung oder einer Mischung, die Silber enthalt, ist aligemein 5 Gew.-% oder 
daruber, und vorzugsweise 30 Gew.-% oder daruber, und bevorzugter 50 Gew.-% 
oder daruber, und am meisten bevorzugt 70 Gew.-% oder darQber. Der Kupfergehait 



einer Legierung oder einer Mischung, die Kupfer enthalt, ist allgemein 5 Gew.~% oder 
daruber, vorzugsweise 30 Gew.-% oder dariiber, und bevorzugter 50 Gew.-% oder 
daruber und am meisten bevorzugt 70 Gew.-% oder darOber. AUgemein ubersteigen 
diese Gehalte 99,9 Gew,~% nicbt Der Silber-Kupfer-Gehait einer Legierung oder 
einer Mischung, die Silber und Kupfer enth§lt t ist allgemein 5 Gew,-% oder darQber, 
bevorzugt 30 Gew.-% Oder daruber, bevorzugter 50 Gew.-% oder daruber und am 
meisten bevorzugt 70 Gew,-% oder darOber. Allgemein ubersteigt der Gehalt 99,9 
Gew.-% nicht. 

Metatle, wie beispielsweise Gold, Kupfer, Palladium, Pfatin und Wolfram, Titan, 
Kobaft, Chrom, Nickel, Zinn t Indium, IT (Indium-Zinn), Silizium und Zink stnd ais 
Metalle fOr eine Legierung oder eine Mischung bevorzugt, die Silber enthaft, und 
zwar unter einem Gesichtspunkt eines Verhinderns, dass sich die Heizerpaneele 
verschlechtern, Der Gehalt von Metalfen in einer transparenten leitenden Schicht 
eines Heizerpaneels ist dann ausreichend, wenn verhtndert wird, dass sich das 
Heizerpaneel verschiechtert Der Metaligehait ist allgemein von 2 bis 60 Gew.-%, 
vorzugsweise von 5 bis 50 Gew,~%, und bevorzugter von 8 bis 30 Gew.-%. 

Die Dicke von metailischen diinnen Schichten ist im wesentlichen von 1 bis 500 nm, 
bevorzugt von 5 bis 50 nm und bevorzugter von 1 0 bis 30 nm. 

Zum Zwecke eine Verbesserns eines Heizerpaneels bezugitch einer Anhaftbarkeit 
einer dOnnen Siiberschicht oder einer metailischen diinnen Schicht, die Silber 
enthgit, an einer transparenten dunnen Schicht wird eine metailische dunne Schicht, 
die ein Metal! enthM, das ein anderes ais Silber ist, auf wenigstens einer Oberfiache 
einer dGnnen Siiberschicht oder einer dunnen Schicht, die Siiber ais 
Hauptkomponente (5 Gew.-% oder daruber von Silber) enthfllt, laminlert. urn eine 
bier verwendete metailische dunne Schicht zu biiden. Ein einzelnes Metal!, das aus 
der Gruppe ausgewahit ist, die aus Nickel, Chrom, Titan, Gold, Kupfer, Piatln, 
Wolfram, MolybdSn, Iridium, Blei, Zinn, indium, Zink, Palladium, Kobalt, Silizium; 
Aluminium, Germanium, Mangan, Gallium, Tantai, Vanadium, Zirkonium, Barium und 
Niobium besteht, oder aus einer Legierung oder einer Mischung, die wenigstens 
eines enihfilt, das aus der oben angegebenen Gruppe ausgew§hit ist, sind ais ein 
Metal! bevorzugt, das ein anderes als Siiber ist, welches eine metailische dunne 
Schicht bezOgltch einer Anhaftbarkeit an einer transparenten dunnen Schicht 
verbessert Die Dicke von metailischen dunnen Schichten, die ein Meiaif enthalten, 



das ein anderes als Stiber 1st, ist ailgemein von 0,1 bis 50 nm, bevorzugt von 0,3 bis 
30 nm und bevorzugter von 0,5 bis 10 nm und am meisten bevorzugt von 0,5 bte 5 
nm. 

Dielektrische Materiaiien mit hohem Brechungsindex sind als transparente dunne 
Schichten bevorzugt, die die transparente leitende dQnne Schicht 3 bilden. Die 
dielektrischen Materiaiien mit hohem Brechungsindex enthalten dunne 
Nitridschichten, dunne Oxidschichten und dOnne Karbidschichten. Bevorzugte 
Materiaiien, die dunne Nitridschichten bilden, enthalten Nitride* wie beispieisweise 
Siliziumnitrid, Aluminiumnitrid, indiumnrtrid, Galliumnitrid, Zinnnitrid, Bornitrid, 
Chromnitrid und SiJiziumcarbidnitrid, Oxynitride, wie beispieisweise Silizium- 
Oxynitrid, Zinn-Oxynitrid, Bor-Oxynitrid, Aluminium-Oxynitrid, Indium-Oxynitrid, 
Gailiumn-Oxynitrid, Chrom-Oxynitrid und Siliziumcarbid-Oxynitrid, Hydronitride, wiisi 
beispielsweise Aluminium-Hydronitrid, Indium-Hydronitrid, Gallium-Hydroniirid t 
Silizium-Hydronitrid, Zinn-Hydronitrid, Bor-Hydronitrid, Chrom-Hydronitrid und 
Siliziumcarbid-Hydronitrid. 

Es konnen jeweils Nitride, Oxynitride und Hydronitride verwendet werden. Es werden 
transparente dunne Schichten mit hohem Brechungsindex bevorzugt, die aus 
Nitriden, Oxynitriden Oder Hydronitriden bestehen, die einen Brechungsindex von 
ailgemein 1,6 oder darOber, bevorzugt 1,8 oder darOber und bevorzugter 2,0 oder 
daruber habeh. Ailgemein ubersteigt der Brechungsindex 3,0 nicht. Die 
Lichttransmission bzw, -durchlSssigkeit ist aflgemein 50 % oder daruber, bevorzugt 
70 % oder daruber und bevorzugter 80 % oder daruber. Ailgemein Qbersteigt die 
LichtdurchlSssigkeit 98 % nicht. 

Die Hauptkomponenten, die andere als Metatle in den Oxynitriden sind, sind 
Sauerstoff und Nitrogen bzw. Stickstoff. Wenn Stickstoff in den Oxynitriden 
vorhanden ist, ist es ailgemein ausreichend. Der Stickstoff- bzw. Nitrogengehalt ist 
ailgemein 0,1 Atom-% oder daruber, bevorzugt 30 Atom-% oder darOber und 
bevorzugter 50 Atom-% Oder daruber, und zwar basierend auf der Summe von 
Sauerstoff™ und Stickstoffgehalten, und die obere Grenze ist 99,9 Atom-%, Der 
Stickstoffgehait der Komponente, die erne andere ais Metaife in den Hydronitriden ist, 
ist ailgemein 50 Atom-% oder daruber und bevorzugt 80 Atom-% oder daruber. Die 
Dicke der Nitridschichten ist ailgemein von 0,3 bis 100 nm, bevorzugt von 1 bis 100 
nm f bevorzugter 5 bis 50 nm und am meisten bevorzugt von 10 bis 30 nm. 



Matenalien fur dunne Oxldschichten, die die transparente leitende Schicht 3 bilden 
enthaiten Indiumoxid, Zinnoxid, Indiumzinnoxid <ITO), Indiumzinkoxid (IZO)' 
Aiuminiumoxid, Germaniumoxid, Siliziumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid' 
Yttriumoxid, Erbiumoxid, Ceriumoxid, Tantaloxid und Hafniumoxid. Oxide konnen 
jeweiis ailgemein verwendet werden. Transparente dunne Schichten mit hohem 
Brechungsindex, die aus Oxiden bestehen, und die ailgemein einen Brechungsindex 
von 1,6 Oder daruber, bevorzugt 1,8 Oder daruber und bevorzugter 2,0 Oder daruber 
haben. sind bevorzugt. Die Lichttransmission ist ailgemein 50 % Oder daruber 
bevorzugt 70 % oder daruber und bevorzugter 80 % oder daruber. Ailgemein 
uberste,gt die Lichttransmission 98 % nicht. Die Dicke von wenigstens einer Schicht 
dre d,e dunnen Oxidschichten biidet, ist ailgemein von 5 bis 600 nm, bevorzugt von 
60 bis 1 00 nm und bevorzugter von 20 bis 80 nm. 

Jede Schicht kann in der Form einer Mischung ausgebildet sein, die 
Wechselkomponenten zwischen Schichten enthalt, die eine transparente leitende 
Schicht bilden, oder zwischen einer transparenten leitenden Schicht und einem 
transparenten Substrat. Wenn eine neue transparente leitende Schicht auf 
ex.st.erende Nitrid- und Oxid-Schichten ausgebildet wird, kann ein Teil oder ein 
groSer Teil von ihnen jeweiis in Oxid- und Nitridschichten geandert werden. 

~kannte Verfahren, wie beispielsweise ein Spruhverfahren, ein 
Besch.chtungsverfahren und ein physikalisches Ablagerungsverfahren, kOnnen als 

Schthl f i,den ~ Cher d ° nner Schichten und transparenter 

Subs^ 2 b «L " fran ~ en ,eitenden SChfchten 3 auf dem transparenten 
zum a nl L 1 V6Wendet Werd6n - ° aS P^ sfka,is ^ Ablagerungsverfahren wird 
zum^Ausb,lden dunner Schichten von Metallen unter einem reduzierten Druck oder 

sZeltlT VeWe T " 8nthatt 6jn Vakuumabiagerungsverfahren, oin 
Sputten.erfahren, ew lonenplattierungsverfahren, ein ionenstrahiunterstQtzJngs- 

SS3^ 6in ^lekularstrahlepital 

(MBE- Verfahren, ein chem.sches Dam P fabfagerungs-(CVD-)Verfahren, ein MOCVD- 
Verfahren und etn Plasma-CVD-Verfahren. 

^S^nZr Q TT men " ^ T ~turabh a ngigkeit ihrer Bewegung.n 

^™^r T Te h mPerat ~ UnS in der transpLJen 
He f zerpaneeis ,m Bere.ch von etwa ± 2«C ist, ist ihre Bewegung einheitfich. 



Beispielsweise ist in RQssigkristallen mit Ferroelektrizitat die Temperaturabhangigkeit 
ihrer Bewegungen groft und ist die Einheitiichkeit der Temperatur von etwa ± 1 °C 
erwunscht. Beim Instailieren eines solchen transparenten Heizerpaneeis in einer 
Flussigkristallanzeige gitit es eine Temperaturverringerung bei den peripheren 
Endteilen des transparenten Heizerpaneeis aufgrund der Warmestrahlung von den 
peripheren Endteilen davon. Zum ISsen eines soichen Problems kann eine 
Musterung auf der Oberflache eines transparenten Heizerpaneeis ausgefuhrt 
werden, um einen Teii seiner exothermen Schicht zu entfernen, urn Teile 
auszubilden, die keine Hitze erzeugen, und die Temperaturverteilung des 
Heizerpaneeis einheitlich zu machen. Die herkommliche Atztechnologie kann ate 
Verfahren zum Entfernen eines Teils einer transparenten leitenden Schicht oder von 
Teilen, die fur die Erzeugung von Warme unnotig sind, verwendet werden. 

Wenn Schutzschichten normalerweise eine Lichttransimission bzw. -durchlassigkeit 
von 50 % oder daruber, bevorzugt 70 % Oder darOber und bevorzugter 80 % oder 
daruber bei einer Weilenlange von 550 nm haben und gegenOber einer 
Plattierungsbehandlung sicher bzw, fest sind, konnen alie von Ihnen ate die 
transparente Schutzschicht 6 verwendet werden. Materialien der transparenten 
Schutzschicht 6 enthalten beispielsweise wohibekannte UV-Einstell-Fotolacktinten, 
Elektronenstrahl-Einstelf-Fotolacktinten, Thermoeinstell-Fotolacktinten, UV-Einsteli- 
Harze, Elektronensfrahl-Einstell-Harze, Schichten, die durch Beschichten und 
Ausheilen von Thermoeinstell-Harzen ausgebildet sind, und trockene Filme. DarQber 
hinaus kdnnen transparente Schichten mit einem wasserfesten und chemischen 
Widerstand als die transparente Schutzschicht 6 verwendet werden. Transparente 
Beschichtungsmateriaiien, Thermo-Einstell-Mbnomere oder Oiigomere kfinnen zum 
Ausbilden der transparenten Schutzschicht 6 verwendet werden. Plastikfilme, wie 
beispielsweise Polyesterfilme, die mit einem Klebemitte! beschichtet sind, oder 
selbstklebende Fifme, wie beispielsweise Ethylen-Vinyl-Acetat-Copotymer-Fiime 
kfinnen zum Ausbilden der Schicht 6 laminiert werden. Schichten, die durch Mischen 
oder Laminieren dreser Schichten oder Filme ausgebildet sind, kdnnen auch 
verwendet werden. 

UV-EinsteJi-Harze, die fur die transparente Schutzschicht 6 verwendet werden, 
enthalten Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat, POIyester-Acrylat, multfunktionelies 
Acryfat, Polyether-Acrylat, Siiicon-Acrylat, Poiybutadien-Acryiat, ungesattigtes 
Polyester-Styren, Polyen-Thfol, Polystyryl-Methacrylat und UV-Einsteli-Lacke. 
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Elektronenstrahl-Einstelf-Harze enthalten Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat Polyester- 
Acrylat, multfunktionelfes Acrylat, Polyether-Acrylat, Silicon-Acrylat, Polybutadien- 
Acrylat, ungesattigtes Polyester-Styren, Polyen-Thiol, Polystyryl-Methacrylat und UV- 
Einsteli-Lacke. 

Thermoeinsteil-Harze enthalten Epoxyharze, Xylenharze, Guanaminharze, Diallyl- 
Phthalat-Harze, Polyurethan, Vinyl-Ester-Harze, ungesattigtes Polyester, Pofyimid, 
Meiajnin-Harze, maleische Harze, Urea-Harze und Acryl-Harze. 

Fibrinderivat-beschichtende Materialien, wie beispielsweise Celluldse-Nitrid-Laeke, 
Acryllacke und Acetyi-Gellulose-Lacke, eine Alkyd-Harz-Beschichtung, eine 
Arrifnoalkyd-Harz-Beschichtung, eine Guanamin-Harz-Beschtchtung, erne 
Vinylchlorid-Harz-Beschichtung, eine Butyral-Harz-Beschichtung, eine Stytren- 
Butadien-Harz-Beschichtung, eine Thermoeinstell-Acryl-Harz-Beschichtung, eine 
Epoxy-Harz-Beschichtung, eine ungesattigte Polyesterbeschichtug, eine 
Polyurethan-Harz-Beschichtung und eine Silicon-Harz-Beschichtung sind als 
Beschichtungsmaterialien bevorzugt. 

Die Dicke der transparenten Schutzschicht 6 ist aflgemein von 1 bis 50 phi, 
bevorzugt von 5 bis 50 urn und bevorzugter von 10 bis 30 urn. Die transparente 
Schutzschicht 6 kann auf der Oberflache eines transparenten Substrats 2 
ausgebtldet werden, wo keine transparente leitende Schicht 3 auszubifden ist, um ein 
Heizerpaneel bezuglich der Lichttransmission oder eines Schutzes seines 
transparenten Substrats 2 zu verbessern. 

Verfahren zum Ausbiiden der transparenten Schutzschicht 6 enthalten wohibekannte 
Beschichtungs- und Laminierungsverfahren. Bevorzugte Verfahren enthalten 
bruckverfahren, wie beispielsweise ein Siebdruckverfahren, und 
Beschichtungsverfahren, wie beispielsweise ein Blockbeschichtungsverfahren, ein 
SprOhbeschichtungsverfahren und ein VValzenbeschichtungsverfahren. Die 
transparente Schutzschicht 6 schutzt auch die transparente leitende Schicht 3. Wenn 
die transparente Schutzschicht 6 ausgebiidet wird, bevor Elektroden 5 ausgebildet 
werden, kann sie ihren Teil bei entscheidenden Positionen durchfuhren, die fur die 
Ausbildung der Elektroden 5 reseiviert sind, und kann die Vorbereitung eines 
transparenten Heizerpaneefs bezuglich der Arbeitseffizienz besonders verbessern. 



Materialien mit einer jeweiligen Leltfahigkeit konnen als Elektroden 5 verwendet 
warden, Bevorzugte Elektroden enthalten Elektrodenschichten, die aus einem 
leitenden Harz allein, einem ieitenden Harz und einer Metallfoiie in Kombination, 
einem leitenden Harz und einer Piattierungsschicht in Kombination und einer 
Plattierungsschicht allein bestehen. 

Leitende Harze, die for die Elektroden 5 verwendet werden, enthalten Materialien mit 
einer Leitfahigkeit allein, wie beispielsweise Polypyrol und Pasten, wie beispielsweise 
eine Silberpaste, eine Kupferpaste und eine Silber-Kupfer-Paste, die durch Mischen 
eines Harzes mit einem Metatlpulver gebildet wird, wie beispielsweise einem 
Silberpulver oder einem Kupferpulver, Oder Carbon, wie beispielsweise Carbonblack 
allein oder in Kombination. Metallfolien enthalten eine Kupferfolie und eine 
Nickelfolie. Plattierungsmetallschichten enthalten metallische Schichten, wie 
beispielsweise eine Nickelschicht und eine Kupferschicht, die jeweils durch das 
herkemmliche Plattierungsverfahren ausgebiidet werden konnen. Die Schichten, 
konnen allein oder in der Form eines Laminats oder einer gemischten Schicht 
verwendet werden, urn die Elektroden 5 auszubilden. Leitende Harzschichten konnen 
unter Verwendung des herkSmmlichen Druckverfahrens ausgebiidet werden. In einer 
Metallfoiie kann eine Klebeschicht an einer OberflSche der Metallfoiie ausgebiidet 
werden, so dass die Metallfoiie an einer leitenden Harzschicht anhaftet, und dariiber 
hinaus kann eine weitere leitende Harzschicht an der Oberflache der Metallfoiie 
ausgebiidet werden, die nicht mit einem Klebemittel beschichtet ist. 
Plattierungsmetallschichten konnen unter Verwendung eines Nassprozesses 
ausgebiidet werden, wie beispielsweise eines Elektroplattierungsverfahrens, eines 
eiektrolosen Piattierungsverfahrens oder eines direkten Plattierungsverfahrens. 

Die Elektroden 5 kfinnen eine derartige Dicke haben, dass ein elektrischer Strom, der 
so grolJ ist, dass eine transparente leitende Schicht als exotherme Oberflache 
funktionieren kann, durch die Elektroden gefiihrt werden kann. Die Dicke ist 
allgemein 0,1 pm oder dariiber, bevorzugt von 0,5 bis 100 urn, bevorzugter von 1 bis 
50 urn und am meisten bevorzugt von 5 bis 20 pm. 

Wenn jede der Elektroden 5 unter Verwendung eines Plattierungsprozesses 
ausgebiidet wird, konnen ihr Plattierungsmetall irgendeinen Teil der transparenten 
leitenden Schicht 3 oder der Komponente der transparenten leitenden Schicht 3 



erreichen, urid das Pfattierungsmetall kann in einem Zustand einer Mischung sein. 
Das bedeutet, dass dann, wenn die transparente leitende Schicht 3 eine 
Mehrfachschicht ist t das Plattierungsmetall wenigstens eines von einem metallischen 
Oxid und einem Nitrid erreichen kann, welches Komponenten der transparenten 
dunnen Schicht sind, Oder weiter zu einer metallischen Schicht durchdringen kann, 
und zu wenigstens einem von einem metafiischen Oxid und Nttrid, die Komponenten 
der transparenten dQnnen Schicht sind, unter der metalHschen Schicht oder einem 
transparenten Substrat 2. Bin Plattierungsmetall und eine metallische Komponente 
von wenigstens einer Schicht, die aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus einer 
metalHschen Oxidschicht, einer metallischen Nitridschicht und einer metallischen 
Schicht besteht, kdnnen wenigstens teilweise in einem Zustand einer Mischung sern. 
Wenn ein efektrischer Strom von den Elektroden 5 zur transparenten leitenden 
Schicht 3 gefuhrt wird und die transparente leitende Schicht 3 als exotherme 
Oberflache wirkt, kann jeder Typ als einer zwischen den Elektroden 5 und der 
transparenten leitenden Schicht 3 ausgewahlt werdea 

Transparente Schutz-Piastikelemente 7 schQtzen wenigstens die Endflachen der 
transparenten feitenden Schicht 3 vor Kontaminierungen, urn eine Korrosion der 
transparenten leitenden Schicht zu verhindern. Transparente Schutz- 
Plastikelemente, die so funktionieren, kdnnen frei verwendet werden. Transparente 
Schutz-Plastikeiemente 7, die die Elektroden 5 und die transparente Schutzschicht 6 
zusatziich zum oben angegebenen Schutz mechanisch und chemisch schOtzen 
konnen, sind bevorzugt Plastikelemente, die allgemein eine Lichttransmission voh 
60 % oder darOber, bevorzugt 70 % oder darOber und bevorzugter 80 % Oder 
daruber bei einer Wellenlange von 550 nm haben, werden als die transparenten 
Schutz-Plastikeiemente 7 verwendet. Die transparenten Schutz-PIastikelemente 
kdnnen durch Laminieren desselben Typs eines Plastikfilms wie ein transparente? 
Substrat 2 mit einem Kiebemittel Oder einem druckempfindlichen Kfebemittel 
ausgebifdet werden, und zwar unter Verwendung desselben Typs von 
Plastikelement, wie die transparente Schutzschicht 6, oder durch Beschichten mit 
organischen Materiatien, wie beisplelsweise Polyester, Poiyolefin und Acryfharz und 
einem SHicon-HartbeschichtungsmitteL Stlicasolen, die ahnlich funktionieren, kdnnen 
ansteile der organischen Materialmen verwendet werden. 

Das transparente Schutz-PIastikefement 7 kann durch AushSrten eines Materials in 
einem Zustand einer Ffusslgkeit oder durch Laminieren von Efernenten in der Form 



sines Films Oder einer Schicht bzw, eines Bogens ausgebifdet werd^riv 
Beispielsweise wird es uber einem Teif der EndflSchen eines transparenten 
Heizerpaneels Oder den gesamten EndflSchen davon einschlteftlich wenigstens der 
EndflSchen elner transparenten lettenden Schicht 3 unter Verwendung eines 
flussigen Harzes allein oder eines fiussigen Harzes, das durch Mischen mit einem 
LSsungsmtttel ausgebildet ist t ausgebildet Ein Prozess zum Vorbereiten desseiben 
besteht aus einer Operation eines Beschichtens, eines SprOhens oder eines 
Eintauchens und einer Aushartoperation unter einem Zustand eines Heizens, eines 
Trocknens oder einer UV-Bestrahlung. A!s weiteres Beispiei rst es ein beyorzugtes 
Verfahren, ein transparentes Plastikelement mit oder ohne Klebemittel unter 
ZustSnden eines Heizens und eines Druckens zu verwenden, urn etn transparentes 
Plastikelement auszubilden. Ein Film oder ein Bogen bzw. eine Schicht aus einer 
einzelnen Schicht oder einer Mehrfachschicht, der aus einem Material besteht, das 
wenigstens einen Typ eines Materials enthait, das aus der Gruppe ausgews&hlt ist, 
die aus denselben Materialien wie die zuvor dargestellten Materialmen fur das 
transparente Substrat 2 und die transparente Schutzschicht 6 besteht, vyird 
geeigneterweise verwendet. Transparente organische Materialien/ die aus der 
Gruppe ausgewahit werden, die aus Materialien zum Abdichten eines UV-Einstell~ 
Flussigkristails besteht, wie beispielsweise aus modifiziertem Acrylat, aus 
Abdichtmaterialien fur ein Thermoeinstell-FIGssigkristaH, wie beispielsweise ein 
Epoxy-Abdichtmaterial, und aus Abdichtmateriaiien fur eine UV-Einstellung, 
kombtniert mit einer Thermoeinstellung, die aus Mischungen davon bestehen, 
Dichtungsmaterialien aus Epoxyharzen f Urethanharzen, Phenoiharzen, 
Siliconharzen, Siiiconepoxyharzen oder DPA-Epoxyharzen; Dichtungsmaterialien 
zum Aufbauen, resultierend aus Polysulfid, Acryl, Acrylurethan, Butylgummi oder 
SBR; Beschichtungs- oder Abdichtungsmateriaiien for eine Randbeschichtung, die 
dazu verwendet wird, zu verhindern, dass Spiegel bei ihren peripheren Teilen einer 
Korrosion unterzogen werden; Acryl-Ester-Harze, wie beispielsweise 
POIymethyimethacrytat; Acryiharze, wie beispielsweise Polyacrylonitrii und 
Polymethacryionitrii; Polyolefin-Harze, wie beispiefsweise Polyethylen und 
Poiypropylen; Siiiconharze, wie beispielsweise Polymere, resuftierend aus Ethyl- 
Siiicat; Polyesterharze; Melaminharze; Fiuorcarbon-Harze; und phenoiische Harze 
kfinnen als das transparente Schutz-Pfastikelement 7 angewendet werden. Mehrere 
Typen von Harzen oder Materialien, die aus den oben angegebenen 
Zusammensetzungen ausgewahit sind, kdnnen zur Anwendung gem§& dem Objekt 
frei gemischt oder larniniert werden, Transparente Plastikelemente, die mit 



Antikorrosionsmitteln gemischt Oder beschichtet sind, wie es nachfolgend 
beschrieben ist, konnen als das transparente Schutz-Plastikelement 7 verwendet 
werden. 

Die Dicke eines Teils des transparenten Schutz-Plastiketements 7 mit dem Teii, der 
wenigstens die EndflSchen der transparenten leitenden Schicht 3 bedeckt, ist 
altgemein von 0,5 bis 200 pm, bevorzugt von 1 bis 50 und bevorzugter von 5 bis 
30 pm. Wenn das transparente Schutz-Plastikelement 7 in der Form eines Films oder 
einer Schicht bzw. efnes Bogen ist und fiber der transparenten Schutzschicht 6 und 
den Efektroden 5 und 5' laminiert ist, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist die Dicke des 
laminierenden Teils allgemein von 1 bis 200 pm, bevorzugt von 2 bis 100 pm und 
bevorzugter von 5 bis 50 pm. Wenn ein weiterer transparenter Schutz-Plastikfrlm 9 
tiber dem transparenten Schutz-PIasttkfitnrc 7 laminiert ist, wie es in Fig, 5 gezeigt ist, 
ist die Dicke des transparenten Schutz-Plastikfilms 9 alfgemein von 1 pm bis 2 mm, 
bevorzugt von 5 bis 500 pm, bevorzugter von 10 bis 200 pm und am bevorzugtesten 
von 50 bis 150 pm. Dieseiben Materialien wie das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 konnen als der transparente Schutz-Plastikfilm 9 angewendet 
werden. 

Plastikfilme, deren feuchtigkeitsfeste Oder Grenzgrenzschicht uber einer oder beiden 
OberflSchen von ihnen seibst ausgebildet ist, konnen als das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 verwendet werden. Die feuchtigkeitsfesten oder Gasgrenzschichten 
sind einzefne Schichten oder Mehrschichtlaminate, die aus dunnen Schichten 
bestehen, die wenigstens eine Zusarnmensetzung aufweisen, die aus der Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus metallischen Oxiden, metallischen Nitriden, metaitischen 
Oxynitriden, metaiiischen Hydronitriden, metallischen Carbiden und transparenten 
Polymeren besteht, die als transparente dunne Schichten dargestellt sind, die die 
transparente leitende Schicht 3 bifden* Die Mehrschichtlaminate konnen unter 
Verwendung desselben Typs von einzelnen Schichten in Kombination ausgebildet 
sein. 

Illustrative metailische Oxide, die die feuchtigkeitsfesten oder 
Gasbegrenzungsschichten Widen, sind SiNziumoxidschichten, die durch die 
Zerfegung von Polysiliazanen oder die chemische Plasmaabfagerung beim 
Vorhandensein von Sauerstoff von Sifanderivaten, wie beispielsweise 
Tetramethyfdisifcxan und Hexaethyldisifoxan, ausgebildet sind. Metailische Oxide/die 



durch andere Materialien Oder Verfahren ausgebildet sind, kdnnen verwendet 
warden, insoweit sie dieselben Funktionen haben. Die Dipke der metallischen 
Oxidschichten, der metallischen Nitridschichten, der metallischen Oxynftridschichten , 
der metallischen Hydronitridschichten und der metallischen Carbidscbichiten 1st 
jeweils allgemein von 0,3 bis 500 nm, bevorzugt von 1 bis 100 nm, bevorzugter von 5 
bis 80 nm und am bevorzugtesten von 5 bis 60 nm. 

Illustrative transparente Poiymere, die die feuchtigkeitsfesten oder 
Gasbegrenzungsschichten bilden, enthalten UV-einstellende Harze, Elektronenstrahl 
einstellende Harze und thermoeinstellende Harze. Insbesondere ist wenigstens ein 
Harz, das aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus Urethanharzen, EpoxyharZen, 
Acrylharzen, Acrylesterharzen, Phenoxyether-vernetzbaren Harzen, Melaminharzen, 
Phenofharzen, Siliconharzen, Xylenharzen, Guanaminharzen, Diallylphthalatharzen, 
Vinyl-Ester-Harzen, Polyimid, maleischen Harzen, ungesMtigten Polyesterharzen 
und Alkydharzen und Copolymeren oder Mischungen davon besteht, bevorzugt. 

Die UV-einstellenden Harze. die Elektronenstrahl einstellenden Harze und die 
thermoeinstellenden Harze werden detatlliert erkiart werden, wie es folgt. 

Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat, Polyester-Acrylat, multifunktionelles Acrylat, 
Polyether-Acrylat, Silicon-Acrylat, Poiybutadien-Acrylat, ungesSttigtes Polyester- 
Styren, Polyen-Thiol, Polystyryl-Methacrylat und UV-Einsteli-Lacke und Copolymere 
oder Mischungen davon werden geeigneterweise als die UV-einstellenden Harze 
verwendet. Epoxy-Acrylat, Urethan-Acrylat, Polyester-Acrylat, multifunktionelles 
Acrylat, Polyether-Acrylat, Silicon-Acrylat, Poiybutadien-Acrylat, ungesattigtes 
Poiyester-Styren, Polyen-Thiol, Polystyryl-Methacrylat und UV-Einsteil-Lacke und 
Copolymere oder Mischungen davon werden geeigneterweise als die 
Elektronenstrahl einstellenden Harze verwendet. Epoxyharze, Xylenharze, 
Guanaminharze, Diallylphthalatharze, Polyurethan, Vinylester-Harze, ungesattigtes 
Polyester, Polyimid, Melamin-Harze, maleische Harze, Urea-Harze, Acryl-Harze, 
Silicon-Harze, und Alkyd-Harze und Copolymere oder Mischungen davon werden 
geeigneterweise als die thermoeinstellenden Harze verwendet. 

Poiyoiefrne, wie beispieisweise Polypropylen, Polyethylen und Ethylen-Propylen- 
Copolymere, Polyester, Polyamide, ein lonomer, Polyvinylacetat, Ethylen-Vinyl- 
Acetat-Copoiymere, Acrylharze, wie beispieisweise Acrylat und Methacrylat, 



Polyvinylacetal, phenollsche Harze und modifizierte Epoxyharze und Copofymere 
Oder Mischungen davon konnen verwendet warden, um die transparenten Polymere 
bezuglich der feuchtigkeitsfesten Eigenschaft zu verbessern. Mischungen, die aus 
thermoeinsteltenden Harzen und UV~einstellenden Harzen bestehen, kdnnen ats das 
einsteltende Harz verwendet werden, und Mischungen mit unterschiedlichen Typen 
von Harzen k6nnen verwendet werden. 

Polymere, Gaspermeabilitats-Widerstandsharze, die 60 Moi-% Oder darOber von 
wenigstens einer Komponente enthalten, die aus der Gruppe ausgewShlt ist, die aus 
einer Acryionitril-Komponente, einer Vinyi-Alkohol-Komponente, einer Vinyl-Butyral- 
Komponente, einer Celiulose-Komponente, einer Aramid-Komponente, einer 
halogenierten Vinyl-Komponente und einer halogenierten Vinyliden-Kornponente 
oder Mischungen davon besteht, kdnnen verwendet werden, um die transparenten 
Polymere bezuglich der Gasbegrenzungseigenschaft zu verbessern. Illustrative 
Polymere der Arylonitril-Komponente enthalten Polyacrylonitril und Acryfonitril- 
Butadien-Copolymere. Illustrative Polymere der Vinyl-Alkohol-Komponente enthalten 
PoiyvinylalkohohL tilustrative Polymere der Vinyl-Butyral-Komponente enthalten 
POiyvinylbutyral und Mischungen aus Polyvinylbutyrat- und Epoxy harzen. Illustrative 
Polymere der halogenierten Vinyliden-Kornponente enthalten Polyvinylfdenchlorid 
(PVDC), PVDC-VC-PoIymere t P VDC« Aery Ion itrii-Copoly mere, PVDC-Acrylat- 
Gopoiyrnere* Multicopolymere, die mehrere Typen von Monomeren enthalten, die mit 
Vinyfiden-Chlorid und Polytetrafiuorethylen (PTFE) copolymerisierbar sind. Illustrative 
Polymere der halogenierten Vinyl-Komponenten enthalten Trifluoromonochlorethylen. 

Ankerbeschichtungsschichten konnen auf dem transparenten Substrat 2 ausgebildet 
werden, bevor das transparente Substrat 2 mit gasdurchlSssigen Widerstandsharzen 
beschichtet wird, um die transparenten Polymere bezuglich der 
Gasbegrenzungseigenschaft zu verbessern. Bevorzugte 

Ankerbeschichtungsmatertalien fQr die transparenten Polymere enthalten wenigstens 
ein Harz, das aus der Gruppe ausgewShlt 1st, die aus Poiyurethan, Polyamid, 
Polyethyienimin, amorphem Polymer, hydrophilem Polyester, 
lonenpolymerkomplexen und Aikyi-Tifanat-Harzen und Copotymeren Oder 
Mischungen davon besteht 

Die Dicke der Ankerbeschichtungsschichten, der einstellenden Harzschichten, der 
gasdurchtassigen Widerstandsharzschichten und der thermcplastisch&n 



Harzschichten 1st allgemein von 0,5 bis 200 prn, bevorzugt von 1 bis 50 pm und 
bevorzugter von 5 bis 30 pm. 

Wohlbekannte transparente druckempfindtiche Klebemittel und transparente 
Kfebernittel kQnnen verwendet werden, wenn Plastikfilrne Oder -bSg^n^ to 
-schichten als das transparente Schutz-Pfastikelement 7 verwendet werden. 
Bevorzugte Klebemittel enthaiten Acryt-Druck-KiebemitteJ und Cyanoarcyhreaktive 
Klebemittel. Wenn ein transparenter Schuiz-Plastikfilrn mit einem Klebemittel a|s d# 
transparente Schutz-Plastikfilm verwendet wird und mit dem transparenten Substrat 
2 mit einer beabsichtigten Kraft verbunden werden kann, ist ein jewefliger tyjp 
verfugbar. Wenn das Klebemittel opak ist, kann es bei Positionen verwendet werden, 
die andere als exotherme Teile sind. Die Klebemittel werden nachfolgend 
beschrieben werden. 

Druckempfindliche Klebemittel; 
Acryityp 

Klebemittel vom LOsungsmitteityp: 

Vinylacetat-Harze, Chloropren-Gumml, Nitril-Gummi, Cellulose* oder 
Mehrfachfiquid-Mischtyp: 

Klebemittel vom Emulstonstyp: 

a-Oiefin, einstellendes Vinylacetatharz, Vinylacetatharz, Vinylacetatarcyl, Acryl- 
Copoiymer, Vinylurethan, Epoxy, Vinyliden-Chlorid, Vinyichlorid, nichtw§ssrige 
Emulsion, Pulveremulsion oder Synthetikgummi-Latextyp 

Klebemittel vom chemischen Reaktionstyp: 

Cyanoacryfat, Epoxy oder Poiyurethan-Harztyp 

Klebemittel vom heift schmelzenden Typ; 
EVA, Poiyamid oder Polyestertyp 

Klebemittel, die aus Ureaharzen, Melaminharzen, Phenofharzen, Resorcinolharzen, 
a-OIefin-Harzen, Epoxyharzen, Polyurethan, Acrylharzen, Methacrylharzen oder 
Derivat-Harzen und Copolymeren davon resultteren, konnen verwendet werden. UV- 
einstellende Klebemittel* Efektronenstrahl einstellende Kfebernittel und 



thermoeinsteliende Klebemittel konnen verwendet werden. 

In einrgen Fallen kdnnen Kopplungsmittet, wie beispiefsweise Silan-Koppiungsrnittef, 
auf das transparente Substrat 2 und das tratisparente Schutz-PIastikelement 7 
aufgetragen werden, urn die Haftkrafi zwischen ihnen zu verbessem. Illustrative 
SHan-Kopplungsmittef enthalten Vinyltrichlorosilan, Vinylethcxysilan, VinyI-Tri-({3- 
methoxyethoxyjsilan, Y-^^hacryloxypropyltrimethoxysilan, £-{3,4- 

Epoxycyclohexyi)ethyltrimethoxysilan t Y-Gfyttdoxypropyltrimethoxysiian* y- 
Aminopropyltriethoxysilan, N-p-(Aminoethyl)-Y-aminoproyitrimethoxysilan, N- 
(Dimethoxymethyisilyipropyl)ethyiendiamin und N-{Trimethoxysi[ylpropyI)-ethylen- 
diarnin. 

Wenn eine Antikorrosionsbehandlung mit Antikorrosionsmitteln ausgefuhrt wird, wie 
es zuvor gemSS den Fig. 14 bis 18 beschrieben ist, enthaften die Antikorrosionsmitte! 
das foigenda 

(1) Wenigstens eine effektive Komponente, die aus der Gruppe ausgewahlt ist f 
die aus Benzotriazoi, Indazoten, Imidazolen und Derivaten davon besteht; 

{2) wenigstens efne effektive Komponente, die aus der Gruppe ausgewahlt ist, die 
AminosSuren, Estern von Aminosauren, Aikaiimetallsafzen von Aminosauren, 
Ammoniak und Safzen von Aminen besteht; 

(3) eine effektive Komponente, die aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus 
Merkaptan und Derivaten von Merkaptan, die in enger Beziehung zu 
Merkaptan sind, besteht; 

(4) eine effektive Komponente, die aus irgendeiner von 
Kupferchefatzusammensetzungen besteht; 

(5) eine Mischung, die aus wenigstens zwei effektiven Komponenten (1) bis (4) 
besteht; und 

(8) eine Mischung, die wenigstens eine der effektiven Komponenten (1) bis (4) 
und eine dritte Komponente aufweist 

Wenn Kupfer ais das Material der Etektroden verwendet wird, ist insbesondere die 
Verwendung von Aminosauren ailein, Benzotriazoien aliein oder Aminosauren und 
Benzotriazoien in Kombination effektiv beim.Verhindem, dass die Elektroden ah ihren 
EndflSchen korrodieren. 



Benzotriazolen, die fQr eiiie Antikorrosionsbehandiung verwendet werden, enthalten 
1,2,3-Benzotriazol und seine Derivate, Die Derivate enthalten 2-alkylatierte 
Benzotriazole, wie beispielsweise 2-Methylbenzotriazol, 2-Phenytbenzotriazol, 5,6- 
Methy Ibenzotriazol, 5-Benzotriazol-carboxylsaure, halogen iertes Benzotriazol, 
Hydroxbenzotriazol, Dodecybenzotriazol, Carboxybenzotriazol, Ester von 
Carboxybenzotriazol, wie beispielsweise Ester Oder ISsbare Salze mit einer Methyl- 
Ethyl-, Isopropyh Butyl-, Hexyi-, Octyi- oder Dodecyl-Gruppe. 

Indazole, die fur eine Korrosionsbehandlung verwendet werden, enthalten 4-- 
Chloroindazol, 4-Nitroindazol, 4-Chloro-5~nitrioindazol, 5- N itro-3-rn ethyl indazol , 4,6- 
Dinitro-5,7-dirnethyiindazol und 5,7-Dinitro-6-methy!indazoI. 

Imidazole, die fur eine Korrosionsbehandlung verwendet werden, enthalten 
alkylatierte Imidazole, wie beispielsweise 2-OctylimidazoI, 2-Undecylimidazof und 2- 
Heptandecylimidazol; und Imidazol, Nitroimidazol, Oxyimidazol, Benzoimidazol, 
AcetylimidazoS und N-Benzoylimidazol. 

Aminosauren, die zur Antikorrosionsbehandiung verwendet werden, enthalten 
neutrale Aminosauren, basische Aminosauren, saure Aminosauren, Schwefel 
enthaitende Aminos&ure, aromatische Aminosauren und Ring-AminosSuren mit 
unterschiedlichen Verbindungen, die einer Reaktion mit Kupfer oder Metallen der 
Kupfergruppe unterzogen warden kdnnen, um Komplexe zu bilden. Bevorzugte 
Beispieie von Aminosauren enthalten Giycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Serin, 
Arginin, Giutarnin, glutarnische Saure, aspatische SSure, Cystein, Methionin, 
Phenylalanin, Histidin, Oxyprolin und Hydroxy-Protein und Ester davonV 
Insbesondere sind AminosSuren, die mehr hydrophil sind, bevorzugt. Bevorzugte 
Alkoholkomponenten der Ester haben eine Karbonzahl von 8 oder weniger. 
Gesattigte oder ungesattigte Hydrokarbon-Gruppen kdnnen ausgewahlt werden und 
enthalten Methyl, Ethyl, Propyl, Benzyl, Amy} und Octyl. 

Merkaptane, die zur Antikorrosionsbehandiung verwendet werden, enthalten 
Moiekute, die von Merkaptan abgeleitet sind und in enger Beziehung zu Merkaptan 
sind, wie beispielsweise Disulfide und Thiolester. Beispielsweise enthalten sie 
merkaptoacetische Saure, 3-Merkaptopropionische SSure, 1-Merkaptoundecyfs&ure, 
Thiophenol, Phenyldisulfid, N-{2-Hydroxymethyl)merkaptoacetoamid, 2,2- 
Dimerkaptodiethytefher, 2 s 2-Dimerkaptodtethy!thioether s 1 ,2-Ethandithio!,3- 



Merkaptopropyltrimethoxysilan, Glycobis(3-Merkaptopropionat), 
Trimethylo!propantris(3-Merkaptopropionat) und Glykoldimerkaptoacetat. 

Kupferchelatzusammensetzungen, die zur Antikorrosionsbehandlung verwendet 
warden, sind hauptsachlich organische Kupferchelatzusammensetzungen und 
enthaften Kupfer-Acetylacetat, Kupfer-Trifiuoracetytacetat, Kupfer-Ethylendiamin, 
Kupfer-Phthaocyanin, Hemocyanin. Kupfer-Ethylendiamintetraacetat, Kupfer- 
Dimethyldithiokarbamat und Kupfer-Hydroxychinoiin. Kupfersalze aus organischen 
Sauren, wie beispielsweise Kupferzitrat, Kupfertartrat, Kupferlactat und Kupferacetat, 
kdnnen gieicherrna&en verwendet werden. 

Wenn eine organische Schutzschicht 32, die ein Antikorrosionsmittel enthait, Ober 
wenigstens den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 zum Zwecke einer 
Antikorrosion gebiidet wird (Fig. 16 und andere), kennen dieselben Materialien wie 
die zuvor dargestellten Materialien fur das transparente Schutz-Plastikelement 7 
geeigneterweise ats organische Zusammensetzungen der organischen Schutzschicht 
32 verwendet werden. Dieselben Materialien wie die zuvor dargestellten Materialien 
far das transparente Substrat 2 und die transparente Schutzschicht 6 konnen 
geeigneterweise fur den Zweck verwendet werden. Wenn Harzschichten, 
Beschichtungsmaterialien Oder Abdichtmaterialien als die organische Schutzschicht 
32 verwendet wird, die das Antikorrosionsmittel enthait, ist die Dicke davon nicht 
besonders beschrankt, sondern ist allgemein von 1 bis 1.000 urn, bevorzugt von 5 
bis 500 pm und bevorzugter von 10 bis 200 gm. 

Wenn ein Klebemittelschicht, die ein Antikorrosionsmittel enthait, auf wenigstens den 
Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 zum Zwecke einer Antikorrosion 
ausgebildet wird, enthait das Klebemitte! die oben angegebenen Klebemittel, die zum 
Verbinden des transparenten Schutz-Plastikelements 7 mit dem transparenten 
Substrat 2 verwendet werden. 

Wenn die Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 mit einem 
Antikorrosionsmittel behandeit werden, urn eine Antikorrosions-Komponentenschicht 
31 auszubilden (Fig. 14 und andere), k6nnen wohlbekannte Verfahren frei verwendet 
werden, urn die effektive Komponente hinzuzufOgen. Die Verfahren enthaften ein 
Beschichtungsverfahren bei welchem Antikorrosionsmittel, die in geeigneten 
Losungsmitteln losbar sind, wie beispielsweise in Benzotriazolen, Indazolen, 



Amidazolen, Aminosauren, Merkaptanen und Kupferchelaten, auf wenigstens einem 
Tender Endflachen von transparenten Heizerpaneelen Oder den gesamten 
Endflachen davon einschlieftlich wenigstens der Endflachen der transparenten 
leitenden Schicht 3 aufgetragen werden, ein Spruhverfahren, bei welchem 
Antikorrosionsmittel mit einer Spruhkanone aufgespriiht werden, und ein 
Eintauchverfahren. bei welchem die Endflachen der transparenten Heizerpaneele in 
solche Losungsmittel eingetaucht werden. 

Bei Zusammensetzungen, deren Antikorrosionsmittelkomponenten eine 
Sublimierungseigenschaft haben, wenn die Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels den Zusammensetzungen ausgesetzt werden, die auf eine geeignete 
Temperatur erhitzt sind, urn eine Behandlung durchzufuhren, kann das Ziel der 
vorliegenden Erfindung erreicht werden. Der Zustand, bei welchem die 
Anitkorrosionsmittelkomponente in Kontakt mit den Endflachen davon 1st Oder in die 
transparente leitende Schicht 3 eindringt, wird Einschluss genannt. Ais Ergebnis 
konnen die Ziele der vorliegenden Erfindung in ausreichenderh MaS erreicht werden: 

Jede Antikorrosionsmittelkomponente wird mit einer Harzkomponente mit Oder ohne 
Losungsmittel gemischt, urn eine organische Schutzschicht 32 zu bilden, die ein 
Antikorrosionsmittel enthalt Ein Verfahren zum Vorbereiten desseiben besteht aus 
einer Operation einer Beschichtung, eines SprQhens oder eines Eintauchens und 
einer Hartungsoperation unter einem heizendem, einerti trocknendem oder einem 
UV-Bestrahlungs-Zustand. Sonst kann ein Poiymerfiim oder ein -bogen bzw. eine 
-schicht mit einer KlebemitteJschicht, die eine Antikorrosionsmittelkomponente 
enthalt, auf wenigstens einen Toil der Endflachen eines transparenten Heizerpaneels 
oder die gesamten Endflachen davon, einschlieBlich wenigstens der Endflachen der 
transparenten leitenden Schicht 3, aufgetragen werden, urn die resultierende 
Klebemittelschicht zu bilden, die die Antikorrosionsmittelkomponente enthalt, und 
zwar bei dem Zustand, bei welchem die Klebemittelschicht in Kontakt mit den 
Endflachen davon ist. 

Die Konzentration der Antikorrosionsmittelkomponente ist bevorzugt unter einem 
Gesichtspunkt einer Antikorrosionsfunktion so hoch wie moglich. Jedoch dann, wenn 
eine organische Schutzschicht oder eine Klebemittelschicht ein Antikorrosionsmittel 
enthalt, 1st die Konzentration des Antikorrosionsmittels basierend auf dem Festgehalt 
einschlieftlich einer Harzkomponente allgemein 20 Gew.-% oder darunter und 



vorzugsweise id Gew.-% oder darunter. Wenn die Endflachen direkt mit einem 
Antikorrosionsrnittel einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen werden, das in 
einem Ldsungsmittel aufgelost ist, ist die Konzentration basierend auf der gesamten 
Ldsung allgemein 5 Gew.-% oder darunter und vorzugsweise 3 Gew.-% oder 
darunter. 

Bei der oben angegebenen Antikorrosionsbehandlung mit dem transparenten 
Schutz-Plastikelement 7 oder dem Antikorrosionsrnittel werden die Endflachen 
einschliefilich wenigstens der geschnittenen Endflachen der transparenten leitenden 
Schicht 3 behandelt. Wenn die transparente leitende Schicht 3 insbesondere eine 
metaiiische dunne Schicht mit wenigstens entweder Siiber oder Kupfer als 
Hauptkomponente enthalt, ist eine Antikorrosionsbehandlung von wenigstens den 
Endflachen der metallischen dunnen Schicht bevorzugt. Die Endflachen des 
transparenten Heizerpaneeis oder die peripheren Endflachen des transparenten 
Heizerpaneels die andere als die Endflachen der metallischen dunnen Schicht sind, 
kennen einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen werden. Ein bevorzugtes 
Ausfuhrungsbeispiel ist eine Antikorrosionsbehandlung der Endflachen der 
Elektroden 5 und der transparenten Schutzschicht 6. Beispiele fur Teile, die unter 
den Endflachen des transparenten Heizerpaneels der vorliegenden Erfindung einer 
Korrosionsbehandlung unterzogen werden, enthalten (1) einen Teil der Endflachen 
einer transparenten leitenden Schicht 3, (2) die gesamten Endflachen einer 
transparenten leitenden Schicht 3, {3) einen Teil der peripheren Endflachen eines 
transparenten Heizerpaneels, (4) die gesamten peripheren Endflachen des 
transparenten Heizerpaneels, (5) einen Teil der Endflachen einer transparenten 
leitenden Schicht 3 und einen Teil der peripheren Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneeis und (6) die gesamten Endflachen einer transparenten leitenden 
Schicht (3) und die gesamten peripheren Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels. 

Konkretere Beispiele fur Materiaiien, die einer Antikorrosionsbehandlung unterzogen 
werden, enthalten (1) eine metaiiische dunne Schicht, die eine transparente leitende 
Schicht 3 bifdet, (2) ein Laminat, das aus einer transparenten dunnen Schicht und 
einer metallischen dunnen Schicht, die eine transparente leitende Schicht 3 bildet 
besteht, (3) eine transparente dunne Schicht, eine metaiiische diinne Schicht und 
eine transparente dOnne Schicht, die eine transparente leitende Schicht 3 bildet (4) 
e.ne transparente Schutzschicht 6, eine transparente dunne Schicht, eine metaiiische 
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dOnne Schicht und eine transparente dQnne Schicht, die eine transparente leitende 
Schicht 3 bildet, und ein transparentes Substrat 2, (5) einen transparenten Schutz 
Plastikfilm 9, eine Klebemittelschicht, eine transparente SChutzschicbt 6, eine 
transparente dunne Schicht, eine metallische dunne Schicht und eine transparente 
dunne Schicht die eine transparente leitende Schicht 3 bildet, eih transparentes 
Substrat 2> eine Klebemittelschicht und eine Trenneinheit 11. Eine transparente 
leitende Schicht 3, bet welcher mehrere metallische dQnne Schichten und 
transparente dQnne Schichten laminiert sind, kann einer Korrosionsbehandluhg 
unterzogen werden. 

Wenn ein Metallstab 13 mit einer runden kleinen Offnung 14 an derElektrode 5 des 
transparenten Heizerpaneels 1 angebracht ist und ein elektrischer praht an den 
Metallstab zur Verwendung gelOtet wird, kann der Metallstab 13 irgendwo ah der 
Elektrode 5 angebracht werden und vorzugsweise am Verbindungsabschnitt 5a der 
Elektrode 5 angebracht werden. Der Metallstab 13 kann nicht nur an der Elektrode 5 
des transparenten Heizerpaneels 1 angebracht werden, sondern auch am 
transparenten Substrat 2 an der der metailischen Elektrode gegenQberliegenden 
Seite, urn das transparente Heizerpaneei der vorliegenden Erfindung mit der runden 
kleinen Offnung 14 physikalisch zu fixieren und mit der Elektrode 5 elektrisch zu 
verbinden (Fig. 3 und andere). 

Der Metallstab 13 kann an beiden OberfiSchen angebracht sein, nSmlich den 
Oberflachen der Elektrode 5 des transparenten Heizerpaneels und des transparenten 
Substrats 2 auf der gegenQberliegenden Seite der Elektrode, urn eine elektrische 
Verbindung zur Elektrode 5 herzustellen, dem eine mechanische Stabilisierung des 
Metaltstabs 13 folgt. Er kann an einer Klebemittelschicht oder der Trenneinheit 11 
angebracht sein, urn eine elektrische Verbindung zur Elektrode 5 herzustellen. 
Materialien, die aus Teilen bestehen, die als die kleine dunne Offnung 14 und 
Metallstabe 13 in Kombination funktionieren, k&nnen verwendet werden. Eine 
elektrische Leistung kann rhit Krokodilklemrnen unter der Bedingung zugefQhrt 
werden, dass keine metailischen Passungen 13 zum Verbinden mit SuReren 
Etektroden an den elektrischen Teilen angebracht sind. 

Wenn das transparente Heizerpaneei mit einer Stutzstruktur verbunden ist, kann eine 
Klebemittelschicht an der OberflSche des transparenten Substrats 2 oder des 
transparenten Schutz-Plastikelements 7 ausgebildet sein. Wenn das transparente 



Schutz-Plastikelement 7 nicht an der HauptoberflSche des transparenten 
Heizerpaneels ausgebildet ist, kann eine Klebemittelschicht an einem Teif oder am 
Ganzen der Oberflachen der transparenten Schutzschicbt 6 und der Eiektroden 5 
ausgebildet sein, die optional ausgewahlt warden, Wohlbekannte transparehte 
druckempfindliche Klebemittel und Klebemittel kfinnen fQr die Klebemittelschicht 
verwendet werden, Bevorzugte Beispiele enthalten druckempfindliche Aery!- 
Klebemittel und reaktive Cyanoacrylat-Klebemittei. Das transparente Heizerpaneel 
kann mit dern Klebemittel direkt vor seiner Verwendung beschichtet werden und 
unter einem Druckzustand mit einer Stutzstruktur verbunden werden, wie 
belspielsweise einer Flussigkristallanzeige, urn das transparente Heizerpaneel selbst 
zu fixreren, Wenn eine Klebemittelschicht auf dem transparenten Heizerpaneel im 
Voraus ausgebildet wird, ist eine Trenneinheit 11 oder ein Freigabebogen bevorzugt, 
urn optional auf der Oberfi§che der Klebemittelschicht laminiert zu werden (Fig. 6 und 
andere), um zu verhindern, dass ein Objekt an der OberflSche der Klebemittelschicht 
beim Versenden und Halten des resultierenden Produkts anhaftet Die Trenneinheit 
11 enth^lt ein gemeinsames Freigabepapier, einen Polyethylenfilm, einen 
Polypropylenftlm oder einen Polyesterfilm. Die Dicke der Trenneinheit ist aligemein 
von 1 bis 200 prn, bevorzugt von 2 bis 100 pm und bevorzugter von 5 bis 50 pm; 

Ein Verfahren zum Vorbereiten von korrosionsbestandigen transparenten 
Heizerpaneelen der voriiegenden Erfindung wird beschrieben werden. Das Verfahren 
ist bezOglich eines Schritts einer Antikorrosionsbehandlung fOr die Endflachen einer 
transparenten ieitenden Schicht und der peripheren Endflachen eines transparenten 
Heizerpaneels charakteristisch, um das oben angegebene transparent© 
Heizerpaneel der voriiegenden Erfindung vorzubereiten. Typische Beispiele fOr den 
Vorbereitungsprozess sind wie folgt. 

Ein erstes AusfOhrungsbeispiel ist ein Prozess zum Vorbereiten eines transparenten 
Heizerpaneels, der foigendes aufweist; 

(1) einen ersten Schritt zum Ausbiiden einer transparenten Schutzschicht uber 
einem Teif einer transparenten Ieitenden Schicht die auf einer ersten 
OberflSche ernes transparenten Substrats ausgebildet wird und die als 
exotherme Oberflache funktioniert; 

(2) einen zweiten Schritt zum Ausbiiden eines Fotolacks uber einem Teil der 
transparenten Ieitenden Schicht die mit einem transparenten Schutz- 



Piastikelement zu bedecken ist; 
(3) einen dritten Schritt zum Ausbilden einer ersten Eiektrode und einer zweiten 

Eiektrode; ; 
{4) einen vierten Schritt zum Entfernen des Fotolacks; 

(5) einen fQnften Schritt zum Entfernen eines Oberflusses der tran^parenten 
leitenden Schicht; 

(6) einen sechsten Schritt zum Bedecken Jeder der EndflSchen der transparenten 
leitenden Schicht und jeder der peripheren EndflSchen des transparenten 
Heizerpaneels mit dem transparenten Schutz-Plastikefement; und 

(7) einen siebten Schritt zum Entfernen eines Oberflusses des transparenteh 
Heizerpaneels, 

Ein zweites AusfQhrungsbeispiel ist ein Prozess zum Vorbereiten eines 
transparenten Heizerpaneels gemSft dem ersten AusfOhrungsbeispiel, der weiterhin 
folgendes aufweist: 

(1) einen ersten Schritt zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels im 
Voraus, das nicht mit einem transparenten Schutz-Plastikelement bedeckt 1st; 
und 

(2) einen zweiten Schritt zum Bedecken jeder der EndflSchen der transparenten 
leitenden Schicht, jeder der peripheren EndflSchen des transparenten 
Heizerpaneels und der ersten und der zweiten Oberfl&che des transparenten 
Heizerpaneels mit einem transparenten Schutz-Plastikelement 

Geeignete AusfOhrungsbeispiele zum Vorbereiten von korrosionsbestandigen 
transparenten Heizerpaneelen der vorliegenden Erfindung werden beschrieben 
werden, 

(1) Tette einer transparenten feitenden Schicht (3) t die andere ais Teile sind, die 
durch eine transparente Schutzschicht 6 und Eiektroden 5 bedeckt sind, werden 
durch Atzen von der transparenten leitenden Schicht 3 entfemt, die auf einem 
transparenten Substrat 2 ausgebildet ist, urn einen ursprunglichen Film eines 
transparenten Heizerpaneels zu erzeugen, Das transparente Heizerpaneel wird aus 
dem ursprDnglichen Film des transparenten Heizerpaneels gemSS den Verfahren 
von (1,1) bis {1.6) erhatten, die nachfolgend beschrieben sind. 



(1.1) Ein transparentes Schutz-Pfastikelement 7 wird auf der gesarnten OberfSSche 
der transparenten Schutzschicht 6 des ursprQnglichen Films ausgebiidet. Das 
transparente Substrat 2 wird bei einer Verbindung abgeschnitten, von welcher ein 
Teil der transparenten leitenden Schicht 3 entfernt ist und die durch das transparente 
Schutz-PIastikelement 7 bedeckt ist, um ein transparentes Zwischen-Heizerpaneef 
mit den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 und den peripheren 
Endflachen des transparenten Heizerpaneets durch das transparente Schutz- 
Plastikeiernent 7 bedeckt zu erzeugen. Metalistabe 13, die mit Aufcenelektroden zu 
verbinden sind, werden auf den so erhaltenen Eiektrodenteiien des transparenten 
Zwischen-Heizerpaneels mit dunnen kleinen Offnungen 14 angebracht, um das 
transparente Heizerpaneel zu erhaiten. 

(1.2) . Ein transparentes Schutz-Pfastikelement 7 wird auf der OberflSche des 
ursprQnglichen Films auSer den Teilen der Elektroden 5, die Verbindungsabschnitten 
entsprechen, die mit AuRenelektroden verbunden sind, ausgebiidet. Das 
transparente Substrat 2 wird auf dieselbe Weise wie auf die oben angegebene Weise 
(1.1) abgeschnitten, um ein transparentes Zwischen-Heizerpaneel zu erhaften* 
Metallstabe 13, die mit Aufteneiektroden zu verbinden sind, werden mit kleinen 
dunnen Offnungen 14 auf den so erhaltenen Eiektrodenteiien des transparenten 
Heizerpaneels angebracht, die ntcht durch das transparente Schutz-Piastikelemerit 7 
bedeckt sind, um das transparente Heizerpaneel zu erhalten. 

(1.3) Ein transparentes Schutz-Plastikelernent 7 wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprQnglichen Films Qberfagert und mit dem transparenten Substrat 2 
unter Heiz- und Druckbedingungen bzw. Zustanden in einem Teil des transparenten 
Substrats 2 verbunden, von welchem die transparente leitende Schicht 3 entfernt ist 
Das transparente Substrat 2 wird bei einer Verbindung abgeschnitten, von welcher 
ein Teil der transparenten leitenden Schicht 3 entfernt ist und die durch das 
transparente Schutz-PIastikelement 7 bedeckt ist, um ein transparentes Zwischen- 
Heizerpaneel mit wenigstens den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 
und den peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels durch das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt zu erzeugen* MetaflstSbe 13, die mit 
AuReneiektroden zu verbinden sind, werden mit dunnen kleinen Offnungen 14 auf 
den so erhaltenen Eiektrodenteiien des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht, die durch den transparenten Schutz-Ptastikfifm bedeckt sind, um das 
transparente Heizerpaneel zu erhalten. 



(1.4) Ein transparentes Schutz-Pfastikelement 7 mit einem Loch in einem Tail von 
ihrn selbst, der einem Verbindungsabschnitt entspricht, der mit einer Aufienejektrode 
verbunden ist, und der Ober einem Teil der Elektrode ist, wird der transparenten 
leitenden Schicht 3 des ursprGnglichen Films bei dem Zustand Qberligert, dass das 
Loch dem Teil der Elektrode Qberlagert ist Es wird unter Heiz- und 
Druckbedingungen mit dem transparenten Substrat 2 bei einer Yerbindung 
verbunden, von welcher ein Teil der transparenten leitenden Schicht 3 entfernt ist 
Das transparente Substrat 2 wird vom ursprungiichen Film auf dieselbe Weise wie 
auf die oben angegebene Weise (1.3) abgeschnitten, um ein transparentes 
Zwischen-Heizerpaneel mit wenigstens den Endfiachen der transparenten leitenden 
Schicht 3 und den peripheren Endfiachen des transparenten Heizerpaneels durch 
den transparenten Schutz-Plastikfilm 7 bedeckt zu erhaiten. Metatlstabe 13, die mit 
Auftenelektroden zu verbinden sind, werden mit dQnnen kleinen Offnungen 14 an 
den so erhaltenen Eiektrodenteilen des transparenten Heizerpaneels angebracht, di$ 
nicht durch das transparente Schutz-PIastikelement 7 bedeckt sind, urn das 
transparente Heizerpaneel zu erhaiten. 

(1.5) Ein transparentes Schutz-PIastikelement 7 mit einer Klebemittelschicht Oder 
einer druckempfindlichen Klebemittelschicht wird der transparenten leitenden Schicht 
3 des ursprungiichen Films des transparenten Heizerpaneels Qberlagert,. Das 
transparente Substrat 2 wird vom ursprQnglichen Film auf dieselbe Weise wie auf die 
oben angegebene Weise (13) abgeschnitten, um ein transparentes Zwischen- 
Heizerpaneel mit wenigstens den Endfiachen der transparenten leitenden Schicht 3 
und den peripheren Endfiachen des transparenten Heizerpaneels durch den 
transparenten Schutz-Plastikfilm 7 bedeckt zu erhaiten. MetallstSbe 13, die mit 
AuBenelektroden zu verbinden sind, werden mit dunnen kleinen Offnungen 14 an 
den so erhaltenen Eiektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht die durch die Klebemittelschicht oder die druckempfindliche 
Klebemittelschicht bedeckt sind, um das transparente Heizerpaneel zu erhaiten. 

(1.6) Ein transparentes Schutz-PIastikelement 7 mit einer Klebemittelschicht oder 
einer druckempfindiichen Klebemittelschicht mit einem Loch in einem Teil von ihrn 
selbst der einem Verbindungsabschnitt entspricht, der mit einer Auftenelektrode 
verbunden ist, und der Ober einem TeH der Elektrode ist, wird der transparenten 
feitenden Schicht 3 des ursprungiichen Films uberlagert und wird mit derselben unter 



der Bedingung verbunden, dass das Loch dem Teil der Elektrode uberlagert 1st Das 
transparente Substrat 2 wird vom ursprOnglichen Film auf dieselbe Weise wie auf die 
oben angegebene Weise (1.3) abgeschnitten, um ein transparentes Zwischen- 
Heizerpaneel mit wenigstens den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 
und den peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels durch den 
transparenten Schutz-PIastikfilm 7 bedeckt zu erhalten. Metallstabe 13, die mit 
AuSenetektroden zu verbinden sind, werden mit dOnnen kieinen Offnungen 14 an 
den so erhaltenen Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht, die nicht durch den transparenten Schutz-Plastikfilm mit der 
KJebemittelschicht Oder der druckempfindlichen Kiebemittelschicht bedeckt sind, um 
das transparente Heizerpaneel zu erhalten. Ein zweiter transp^renter Schutz- 
Plastikfilm ohne eine Kiebemittelschicht kann auf wenigstens dem transparenten 
Schutz-PIastikfifm 7 laminiert werden, und ein drittes transparentes Schutz- 
Piastikelement 7 mit einer Klebemitteischicht kann laminiert werden. 

(2) Ein Oberfluss an Laminat mit einer exothermen Oberflache mit einer 
transparenten Schutzschicht 6 und Elektroden, die auf einer transparenten leitenden 
Schicht 3 ausgebitdet sind, wird vom Laminat abgeschnitten, um einen 
ursprOnglichen Film der transparenten Heizerpaneete zu erzeugen. Jedes 
transparente Heizerpaneel wird aus dem ursprOnglichen Film gemSR trgendeinem 
der Verfahren von (2.1) bis (2,4) erhaiten, die nachfolgend beschrieben werden. 

(2.1) Ein transparentes Schutz-Plastrkeiement 7 wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprOnglichen Films Oberiagert und ein weiteres transparentes 
Schutz-Plasttkelernent 7 wird der Oberflache uberlagert, die entgegengesetzt zur 
transparenten leitenden Schicht 3 ist. Die zwei transparenten Schutz-Plastikelemente 
werden unter Heiz- und DruckzustSnden in Randteilen des ursprOnglichen Films 
mjteinander verbunden, um ein transparentes Zwtschen-Heizerpaneel zu erzeugen, 
das durch das transparente Schutz-PIastikelement 7 bedeckt ist Metallstabe 13 zum 
Verbinden mit Aufleneiektroden werden mit runden kieinen Offnungen 14 auf den 
Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels angebracht, die nicht 
durch das transparente Schutz-Plastikeiement 7 bedeckt sind, um das transparente 
Heizerpaneel zu erzeugen. 

(2.2) Ein transparentes Schutz-PIastikelement 7 mit einem Loch in einem Teil von 
ihm selbst, der einem Verbindungsabschnitt entsprtcht, der mit einer Au&eneiektrode 



verbunden ist, und der uber einem Elektrodenteil ist, wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprQnglichen Films in dem Zustand uberfagert, dass cfas Loch derh 
EiektrodenteH uberiagert ist. Ein weiteres transparentes Schutz-Plastikelement ohne 
Loch wird der Oberflache uberiagert, die entgegengesetzt von der transparenten 
leitenden Schicht ist. Die zwei transparenten Schulz-Piastikelemente werden unter 
Heiz- und Druckbedingungen in Randteiien des ursprQnglichen Films miteinander 
verbunden, urn ein transparentes Zwiscben-Heizerpaneel zu erzeugen, das durch 
das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt ist. MetallstSbe 13 zum Verbinden 
mit AuSenelektroden werden mit runden kleinen Off riungen 1 4 an den 
Elektrodenteilen des transparenten Zwischen-Heizerpaneels angebracht, die nicht 
durch das transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt sind, urn das transparente 
Heizerpaneel zu erzeugen. 

(2.3) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einer Kiebemittelschicht 7 qder 
einer druckempfindlichen Kiebemittelschicht wird der transparenten leitenden Schicht 
3 des ursprungiichen Films uberiagert. Ein weiteres transparentes Schutz- 
Plastikelement wird der Oberflache des ursprQnglichen Films entgegengesetzt yon 
der transparenten leitenden Schicht 3 Qberlagert Die zwei transparenten Schut?- 
Plastikelemente werden unter einem Druckzustand in der gesamten Oberflache oder 
in Randteiien des ursprQnglichen Films miteinander verbunden, urn ein transparentes 
Zwischen-Heizerpaneel zu erzeugen, das durch das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 bedeckt ist Efn drittes transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit 
einer Kiebemittelschicht oder einer druckempfindlichen Kiebemittelschicht kann der 
Oberflache des ursprQnglichen Films entgegengesetzt von der transparenten 
leitenden Schicht 3 uberiagert werden. MetaltstSbe 13 zum Verbinden mit 
Auftenelektroden werden mit runden kleinen Offnungen 14 an den Elektrodenteilen 
des transparenten Zwischen-Heizerpaneels angebracht, die nicht durch das 
transparente Schutz-Plastikelement 7 bedeckt sind, urn das transparente 
Heizerpaneel zu erzeugen. 

(2.4) Ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 mit einer Kiebemittelschicht oder 
einer druckempfindlichen Kiebemittelschicht mit einem Loch in einem Teil von ihm 
selbst, der einem Verbindungsabschnitt entspricht, der mit einer Auftenelektrode 
verbunden ist, und der uber einem Elektrodenteil ist, wird der transparenten leitenden 
Schicht 3 des ursprungiichen Films uberiagert, und ein weiteres transparentes 
Schutz-Plastikelement ohne Loch wird der Oberflache des ursprungiichen Films 



entgegengesetzt von der transparenten leitenden Schicht 3 in dem Zustand 
Qberlagert, dass das Loch dem Elektrodenteif Qberlagert ist: Die zwei transparenten 
Schutz-Plastikelemente werden unter einem Druckzustand rniteinander verbunden, 
um ein transparentes Zwischen-Heizerpaneel zu erzeugen, das durch das 
transparente Schutz-Plastikeiement 7 bedeckt ist. Ein transparenter Schutz- 
Plastikfiim mit einer Klebemittelschicht oder einer druckempfindlichen 
Klebemittelschicht kann auf der Oberflache des ursprungfichen Films 
entgegengesetzt von der transparenten leitenden Schicht 3 iaminiert werden. 
Metallstabe 13 zum Verbinden mit Auftenelektroden werden mit runden kieinen 
Offnungen 14 an den Efektrodenteiien des transparenten Zwischen-Heizerpaneels 
angebracht, die nicht durch das transparente Schutz-Plastikeiemenf 7 bedeckt sind, 
um das transparente Heizerpaneel zu erzeugen. 

Jedoch gibt es keine Begrenzung bezuglich des Vorbereitungsprozesses der 
vorliegenden Erfindung. Ein transparenter Schutz-Plastikfilm in der Form einer 
Tasche oder mit einer Klebemittelschicht kann als das Element 7 verwendet werden. 
Ein Verfahren zum Bedecken einer leuchtenden Oberflache in Abhangigkeit von 
einer Elektrolumineszenz (EL) mit einem feuchtigkeitsbestandigen Film zum Schutz 
kann verwendet werden. Verschiedene Typen von Verfahren, die unterschiedlich von 
diesem Typ sind und bet welchen eine transparente leitende Schicht 3 mit einem 
transparenten Plastikfiim allein oder einem transparenten Plastikfiim mit einer von 
Klebemitteischichten und druckempfindlichen Klebemittelschichten geschiitzt wird, 
konnen verwendet werden. DarQber hinaus kann selbst dann, wenn ein zusatzlfcher 
Tei! der transparenten leitenden Schicht 3 nicht entfernt wird und im Laufe des 
Vorbereitungsprozesses der vorliegenden Erfindung zurOckbleibt, der zusatzliche tei! 
der transparenten leitenden Schicht zuruckbteiben, wenn verhindert wird. dass die 
transparente leitende Schicht bei ihren Endflachen und ihren peripheren Endflachen 
aufgrund einer hygroskopischen Feuchtigkeit einer Korrosion ausgesetzt wird. 

Ein bevorzugtes Ausftihrungsbeispiel eines Prozesses zum Vorbereiteh von 
korrosionsbestandigen transparenten Heizerpaneelen der vorliegenden Erfindung 
werden detaiiliert gemaS den Fig. 1 9 bis 26 beschrieben werden. 

Wie es in Fig. 19 gezeigt, wird eine transparente leitende Schicht 3 auf einer 
Oberflache eines transparenten Substrats 2 ausgebildet, um ein transparentes 
le.tendes Substrat herzustellen. Wie es in Fig. 20 gezeigt ist, werden transparente 



Schutzschichten 6 durch Drucken bei einem derartigen Zustand ausgebildet, dass 
jede iransparente Schutzschicht ein Oberflachenmuster bilden kann, das einer 
exothermen Oberflache der transparenten leitenden Schicht 3 eotspricht. Das 
Oberflachenmuster, das , der exothermen Oberflache entspricht, ist ein Teil, bei 
welchem die transparente ieitende Schicht 3 zwischen Elektroden 5 und 5', die 
entgegengesetzt voneinander sind und die gemaS einem folgenden Schritt 
ausgebildet sind, Hitze erzeugt. Es enthalt Teile mit Ausnahme von (1) einem Teil, 
der fur eine Verbindung des transparenten Substrats 2 mit einem gemaS einem 
folgenden Schritt ausgebildeten transparenten Schutz-Pfastikelement 7 reserviert ist, 
(2) Teilen, die fur die Ausbildung der Elektroden 5 und 5' gemaa einem folgenden 
Schritt reserviert sind, und (3) anderen Teilen, wie beispielsweise "Eiektrodenteilen 
zum PJattieren. 

Wie es in Fig. 21 gezeigt ist, wird eine Schutzschicht 40 zum Plattieren mit einem 
erwiinschten Muster durch Drucken auf der transparenten Schutzschicht 6 
ausgebildet. Das Muster der Schutzschicht 40 veranlasst, dass die Teile fur die 
Elektroden 5 und 5", die entgegengesetzt voneinander sind und die gemaB einem 
folgenden Schritt auszubilden sind, Offnungen sind, und bedeckt (1) einen Teil, der 
fur die Verbindung des transparenten Substrats (2) mit dem gemaS einem folgenden 
Schritt ausgebildeten transparenten Schutz-Plastikelement 7 reserviert ist, (2) die 
obere Oberflache der transparenten Schutzschicht 6 und (3) andere Teile, die 
unnotig zum Plattieren sind. Wie es in Fig. 22 gezeigt ist, wird eine metallische 
Plattierungsschicht 41 durch Plattieren ausgebildet. Wie es in Fig. 23 gezeigt ist, 
werden die zusatzlichen Teile der transparenten leitenden Schicht 3 Oder Teile der 
transparenten leitenden Schicht 3 mit Ausnahme der Teile, bei welchen die 
transparente Schutzschicht 6 und die Elektroden 5 ausgebildet sind, entfernt. 

Wie es in Fig. 24 gezeigt ist, wird ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 unter 
der Bedingung ausgebildet, dass die obere Oberflache der Elektroden 5 und die 
transparente Schutzschicht 6 und die Endflachen der transparenten leitenden Schicht 
3 und der Elektroden 5 bedeckt sind, und wird das transparente Schutz- 
Plastikelement 7 mit der oberen Oberflache des transparenten Substrats 2 
verbunden. 

Wie es in Fig. 25 (in einer vergroBerten Ansicht) gezeigt ist, wird ein Losklopfen oder 
ein Schneiden fur jedes transparente Heizerpaneel ausgefOhrt, Das Losklopfen dient 



nicht nur zum Ausschneiden in einer Verbindung des transparenten Schutz- 
Plastikeiements 7 und efnes Teifs des transparenten Substrats 2, von welchem die 
transparente leitende Schicht 3 entfemt ist, sondern auch zum Ausbilden von 
Lochern 42 und 42' fur runde kleine Offnungen 14 und 14'. Wie es in Fig. 26 gezeigt 
ist, werden aufien angeschlossene Metallstabe 13 und 13' an den Elektrodenteifen 
mit runden kleinen Offnungen 14 und 14* angebracht Das transparente Heizerpaneei 
der vorliegenden Erfindung mit den Endflachen der transparenten leitenden Schicht 3 
und der Elektroden 5, die einer Korrosionsbehandiung mit dem transparenten 
Schutz-Plastikelement 7 unterzogen sind, wird gemaS den oben angegebenen 
Verfahren erhalten. 

in einer transparenten leitenden Schicht mit irgendeinem Muster, wie es in Fig. 29 
und 30 beschrieben ist, wird auch ein transparentes Schutz-Plastikelement 7 
ausgebildet, urn ein transparentes Heizerpaneei mit dem entsprechenden Muster zu 
erzeugen, und zwar gemaS denselben Prozeduren wie in den Fig. 20 bis 26. 

Daruber hinaus konnen Passungen zum Verbinden, die in den Fig. 27 und 28 
beschrieben sind, als Ersatz fur die runde kleine Offnung verwendet werden. Ein 
zweiter auBen angeschlossener Metallstab, wie er in Fig. 27 gezeigt ist, ist eine 
Passung, die zwei Platten hat, die entgegengesetzt voneinander sind. Ein 
Elektrodenteil wird zwischen den zwei Platten gehalten und dann werden sie durch 
mechanischen Druck allein, mechanischen Druck und ein Heizen in Kombination 
oder mechanischen Druck und ein Widerstandsschweifien in Kombination 
miteinander verbunden, urn den Metallstab am Elektrodenteil zu fixieren. Jede der 
Platten des Metallstabs kann ein Loch fur eine Drahtlitze bzw. Litze haben. Wenn die 
Litze durch das Loch gefuhrt wird, kann die Litze durch Loten am Metallstab fixiert 
werden, Ein drifter auBen angeschlossener Metallstab, wie er in Fig. 28 gezeigt ist, 
ist eine Passung gfeich der Passung der Fig. 27. 

Die Schutzschicht bzw. der Fotoiack 40 wird beim Vorbereitungsprozess der 
vorliegenden Erfindung verwendet, der oben angegeben ist. Wenn der Fotoiack bzw. 
die Schutzschicht gewohnlich ist, gibt es keine Beschrankung bezuglich des Typs. ; 
Bevorzugte Typen von Schutzschichten bzw. Fotolacken enthalten eine Atz- 
Schutzschicht zum Abschalen mit Alkali oder zum Abschalen mit einer Losung, eine 
Plattierungs-Schutzschicht, eine Hohlen auffOllende Tinte, eine Lot-Schutzschicht 
und eine aktive Schutzschicht. Typische Beispiele enthaiten Fotolacke, wie 



beispielsweise negative Fotolacke, die auf Cyclokautschuk Oder Polycinnamfcsiure 
basleren, und positive Fotoiacke, die auf Phenol- oder CresoInovoJackharzen 
basieren, thermoelnstellende LotmitteHacke, resuitierend aus beispielsweise 
Melaminharzen, Epoxyharzen und Imid-modifizierten Harzen, UV-einstellende 
Lotlacke, die aus einer Radikal- Oder einer Kation-Polymerisation resultieren, und 
einen Trockenflim-Fotolack. Rontgenstrahl-Fotoiacke, wie beispielsweise positive 
Rontgenstraht-Fotolacke, die auf Methacryfat-Copolymeren basieren, und negative 
Rdntgenstrahl-Fotolacke, die auf Acrylat basieren t und Elektronenstrahi-Fotolaek^, 
wie beispielsweise positive Eiektronenstrahl-Fotoiacke, die auf Methacrylat oder 
seinen Copolymeren basieren, und negative EtektronenstrahJ-Fotolacke, die aus 
Fotoiacken, Siliccnharzen, Eopxy-Polymeren und Poiysiloxan resultieren, kdnhen 
verwendet werden. 

Die vorliegende Erfindung wird detailliert unter Bezugnahme auf Beispiele 
beschrieben werden. Der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung soiite jedoch 
nicht auf diese Beispiele beschr§nkt sein, 

Beispiel 1 ,-. 

Ein laminierte Schicht, die Silber (10 nm) / Kupfer (1 nm) / Sitizjumnitrid {30 nm) / 
Indiumoxid (60 nm) aufweist, wurde auf einem Polyethylen-TerephthataHPET-)Fifm 
mit einer Transmission von sichtbarem Licht von 89 % und einer Dicke von 100 pm 
unter Verwendung eines reaktiven DC-Magnetron-Sputterverfahrens ausgebildet, urn 
einen transparenten ieitenden Film zu erhaiten, Der so erhaltene transparente 
leitende Film hatte eine Transmission von sichtbarem Licht von 76 % und eine 
OberfiachenwiderstandsfShigkeft von 7 O/o (Erstes Zwischenprodukt), 

Auf die transparente leitende Schicht mit Ausnahme efnes Teils, der fur die 
Verbindung des transparenten Substrats mit etnem transparenten Schutz- 
Piastikeiement reserviert ist, von Teiien, die fur die Ausbiidung der Eiektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und Efektrodenteilen zum Plattteren 
wurde ein UV-einsteltendes transparentes Urethan-Acryiat (Mitsubishi Rayon Co., 
Marke; Oiabearn UK-6074) aufgetragen und dann ausgehirtet, um erne transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm auszubiiden (zweites Zwischenprodukt). 

Ein Fotofack wurde auf dem fur die Verbindung des transparenten Substrats mit dem 



transparenten Schutz-Plastikeiement reservierten Teil ausgebildet. (drittes 
Zwischenprodukt) Ein Elektropiattierer wurde in einem Nickelsulfamat- 
Plattierungsbad bet pH 4,5 ausgefuhrt, um Nickeischichten mit einer Dicke von 5 pm 
als Metallelektroden auszubilden {viertes Zwischenprodukt). Das vierte 
Zwischenprodukt wurde in eine wassrige Ldsung mit 1 % KOH eingetaucht, um den 
Fotoiack zu entfernen, und wurde dann in eine wassrige Losung von 8 % HCi 
eingetaucht, um die zusatziichen Teile zu entfernen (funftes Zwischenprodukt): Die 
Dimensionen der Elektroden waren folgende; die Lange 125 mm und die Breite4 mm 
und der Abstand zwischen den Efektroden war 90 mm. 

Eine transparente Urethan-Acrylat-Schicht (Diabeam UK-6074) mit einer Dicke von 
20 pm wurde auf Teifen mit Ausnahme von Teilen ausgebildet, die 
Verbindungsabschnitten entsprechen, die mit AuSenelektroden verbunden sind, um 
ein transparentes Schutz-Piastikeiement auszubilden. Ein Schneiden wurde in einem 
Teil ausgefuhrt, in welchem das transparente Substrat, dessen transparente leitende 
Schicht entfernt worden war, und das transparente Schutz-Plastikeiement 
miteinander verbunden wurden. Aufcen angeschlossene Metallstabe wurden mit 
runden kleinen Offnungen an Teilen angebracht, die Verbindungsabschnitten 
entsprachen, die mit AuSeneiektroden verbunden sind, und wo kein transparentes 
Schutz-Plastikefement ausgebildet wurde. Ein transparentes Heizerpaneel wurde bet 
einem derartigen Zustand erzeugt, dass das transparente Schutz-Plastikeiement auf 
der exothermen Oberflache zusatzlich zu den Endflachen der transparenten 
leitenden Schicht und den peripheren Endflachen ausgebildet wurde, wie es in den 
Fig- 1 bis 4 beschrieben ist. Eine druckempfmdiiche Klebemittelschicht mit einer 
Trenneinheit, einem Freigabebogen, wurde auf das transparente Substrat 
aufgetragen, um ein transparentes Heizerpaneel fertig zu stelien. Der Widerstand 
zwischen beiden Elektroden war 5 Q. Die Trenneinheit wurde vom transparenten 
Heizerpaneel geschalt. Das transparente Heizerpaneel wurde an eine Glasplatte 
verbunden und mit der Glasplatte in einem thermostatischen Tank bei -20°C 
angeordnet. Eine elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt, und: die 
Oberflachentemperatur des transparenten Heizerpaneels erhohte sich in einer 
Minute auf + 2°C. Es gab einen Temperaturanstieg von 22°C. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung mit 1 N HCI eingetaucht und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin bleibt, aber es gab keine Anderung 
bezuglich des Sufleren Erscheinungsbiides seiner Endflachen. Ein Test bezuglich 



einer hohen Temperatur und einer hohen Feuchtlgkeit unter Bedingungen von 85°Cx 
95 % wurde fur 2.000 Stunden ausgefOhrt, aber es gab keine Ariderung bezuglioh 
des iufteren Erscheinungsbildes seiner Endflacbea Eine elektrische teisturig von 1 3 
V wurde zwischen die Etektroden angelegt, urn einen elektrischen §trom fur eine 
Minute hindurcbzufuhren. Die Temperaturverteilung aufgrund der Erzeugung von 
Hitze wurde mit einem Infrarotthermometer geprufi (Japan Avionics Go M Marke; 
Avio) (was hterin nachfoigend als thermischer Test bezeichnet wird); WShrend des 
thermischen Tests fuhr das transparente Heizerpaneei damit fort, VVarme ohne 
Probleme zu erzeugen. 

Beispiei 2 

Eine iaminierte Schicht f die Siiiziumnitrid (50 nm)/Siiber(10 nm)/Si!iziumoxynitrid (60 
nm) aufweist, wurde auf einem PET-Film mit einer Transmission sichtbaren Lichts 
von 89 % und einer Dicke von 100 pm unter Verwendung eines reaktiven DC- 
Magnetron-Spuiterverfahrens ausgebildet, urn einen transparenten leitenden Film 
(ein erstes Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die transparente ieitende Schicht mit Ausnahme eines Teiis, der fur die 
Verbindung des transparenten Substrats mit einem transparenten Sehutz- 
Plastikelement reserviert ist, von Teilen, die fur die Ausbildung der Elektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und von Eiektrodenteilen zum Plattieren 
wurde dasselbe UV-einstellende transparente Urethan-Acryiat, wie es beim Beispiei 
1 verwendet wurde, aufgetragen und dann ausgehartet, urn eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pnrt (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. 

Ein Fotolack wurde auf dem Teil ausgebildet, der fur die Verbindung des 
transparenten Substrats mit dem transparenten Schutz-Plastiketement reserviert ist 
(drittes Zwischenprodukt). Die Teile, die fOr die Ausbifdung der Elektroden reserviert 
sind, wurde mit einer leitenden Paste, die KupferfQIIungen (Phenolharzbinder) 
enthalt, beschichtet, und es wurde zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 150°C 
bieibt um eine ieitende Schicht mit einer Dicke von 15 pm (einer 
Widerstandsfahigkeit von 6 x 10" 5 Q . cm) auszubilden* Die Ieitende Schicht wurde 
mit einer HCI-Wasseriosung mit pH von 2 und dann mit Wasser gewaschen. 

Ein Eiektroplattieren wurde in einem Afkanoisutfon-Saurebad bei pH 1 ausgefOhrt, 



urn Weichietschichten mit einer Dicke von 5 pm> die aus einer Legierung aus Zinn 
und Blei bestehen, als Metallelektroden auszubilden (viertes Zwtschenprodukt). Das 
vierte Zwischenprodukt wurde gernaft demselben Verfahren wie dernjenigen belm 
Beispiel 1 behandeit, urn den Fotolack zu entfernen, und wurde dann In eine 
w§ssrige Ldsung mit 8 % HC! eingetaucht. Die zus§tzlichen Teile wurde 
abgeschnitten, urn einen ursprOnglichen Film eines transparenten Heizerpaneels 
fertigzusteiien (funftes Zwischenprodukt). 

Bin PET-Fiim mit einer Dicke von 25 pm mit einer Klebemittefschicht mit einer Dicke 
von 8 pm aus Polyester wurde der exothermen OberflSche bei einem derartigen 
Zustand uberiagert, dass die exotherme OberflSche und die Kfebemittelschicht 
eritgegengesetzt zueinander waren. Ein Gebiet, bei weichem ein Teil des PET-Films 
einem TeH des transparenten Substrats uberiagert wurde, dessen transparente 
leitende Schicht entfernt worden war, wurde fur 30 Sekunden auf 100°C gehaften, 
wonach eine Verbindung folgte. 

Ein Schneiden wurde in einem Teil ausgefuhrt, in weichem der Teii des 
transparenten Substrats, dessen transparente leitende Schicht entfernt worden war, 
und der PET-Fiim als transparenter Schutz-Pfastikfilm miteinander verbunden 
warden. Auflen angeschlossene MetallstSbe wurden mit dunnen kleinen 6ffnungen 
an den Elektrodenteiien von einem transparenten Heizerpaneei angebracht, wo die 
exotherme OberflSche zusatzlich zu den Endflachen der transparenten leitenden 
Schicht und den peripheren Endflachen durch den transparenten Schutz-Ptastikfilrn 
bedeckt wurde. Die Dimensionen der Elektroden waren: Lange 125 mm und Breite 4 
mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. Der Widerstand 
zwischen beiden Elektroden war 5 CI 

Das transparente Heizerpaneef wurde in einem thermostatischen Tank bei -20*C 
angeordnet Eine elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt, und die 
OberffSchentemperatur des transparenten Heizerpaneels erhdhte sich in einer 
Minute auf +2°C. Es gab einen Temperaturanstieg von 22°C. 

Das Heizerpaneei wurde in eine wassrige Ldsung von 1N HCI eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort fofeibt, aber es gab keine Anderung 
be20glich des aufteren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezQgiich 
hotter Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % 



wurde fur 2000 Stunden ausgefuhrt, aber es gab keine Anderung bezuglich des 
aufteren Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. WShrend desselben thermisch^ri 
Tests wie demjenigen, der betm Beispiei 1 angenommen ist, der danach folgte, fuhr 
das transparente Heizerpaneel damit fort, WSrme ohne Probleme zu erzeugen. 

Beispiei 3 * . 

Erne laminferte Schicht, die fndiurnoxid (40 nm)/(Silber(10 nm)/indiumoxid (60 nm) 
aufweist, wurde auf einem PET-RIrn mit einer Transmission sichtbarert Uchts von 85 
% und einer Dicke von 100 |jm unter Verwendung eines reaktiven DC-Magnetron- 
Sputterverfahrens ausgebildet, urn einen transparenten ieitenden Film (ein erstes 
Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die transparente leitende Schicht mit Ausnahme eines Teiis, der fur die 
Verbindung des transparenten Substrats mit elnem transparenten Schutz- 
Plastikelement reserviert ist, von Teilen, die for die Ausbildung der Elektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und Elektrodenteilen zum Plattieren 
wurde dasselbe UV-einstellende transparente Urethan-Acrylat, wie es beim Beispiei 
1 verwendet wird, aufgetragen und dann ausgehartet, urn eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. 

Ein Fotolack wurde auf dem Teil f der fOr die Verbindung des transparenten Substrats 
mit dem transparenten Schutz-Plastikelement reserviert ist, ausgebildet (drittes 
Zwischenprodukt). Die Teile, die fur die Ausbildung der Eiektrode reserviert sind, 
wurden mit einer Ieitenden Paste, die Kupferftiilungen (Acrylharzbtnder, Mitsui Toatsu 
Chemicals Inc., Marke; MSP-600F) enthait, beschichtet, und es wurde erfaubt, dass 
sie fur 30 Minuten bei 140°C bleiben, urn eine leitende Schicht mit einer Dicke von 10 
pm (eine WiderstandsfShigkeit von 6 x 10 5 Q * cm) auszubiiden (vieries 
Zwischenprodukt). 

Eine Kupferfolie mit einer Dicke von 25 \im mit einer Kfebemittelschicht an einer 
Oberfl§che von rhr selbst wurde mit dem vierten Zwischenprodukt uber die 
Klebemittelschicht verbunden. Die obere OberflSche der Kupferfolie wurde mit der 
oben angegebenen Ieitenden Paste (Acrylharzbinder) beschichtet, und es wurde 
zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 140 C C bleibt, um eine leitende Schicht mit 
einer Dicke von 10 pm (einer Widerstandsfahigkeit von 6 x 1Q~ 5 D . cm) auszubiiden. 



Die zusatziichen Teile wurden entfemt, um einen ursprQnglichen Film eines 
transparenten Hetzerpaneels fertig zu stellen, dessen transparente leitende Schicht 
nicht bedeckt war. 

Ein OPP-(orientiertes bzw. ausgerichietes Polypropylen)-Film mit einem Loch in 
einem Teil von ihm selbst, der einem Verbindungsabschnttt entsprach, der mit einer 
Auflenelektrode verbunden ist, wurde dem ursprOngiichen Film des transparenten 
Heizerpaneels in einem derartigen Zustand Qberiagert, dass das Loch dem 
Elektrodenteii uberlagert war. Ein weiterer OPP-Fiim ohne Loch wurde der 
Oberflache des transparenten Substrats uberlagert Die zwei OPP-Filme wurden bei 
den peripheren Teilen des ursprunglichen Films unter einem heizendeh Zustand 
miteinander verbunden. Die zusatziichen Teile wurden entfernt, um das transparente 
Heizerpaneel fertig zu stellen. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei -20°C 
angeordnet. Eine elektrische Leistung von 13 V wurde daran angelegt, und die 
Oberflachentemperatur des transparenten Hetzerpaneels erhohte sich auf +2°C in 
einer Minute. Es gab einen Temperaturanstieg von 22°C. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von 1N HCI eingetaucht, und es 
WUrde zugelassen, dass es for eine Stunde dort bleibt, aber es gab keine Anderurtg 
bezuglich des aufteren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezugiich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % 
wurde fur zwei Stunden ausgefQhrt, aber es gab keine Anderung bezugiich des 
auSeren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. WShrend desselben thermischen 
Tests wie demjenigen, der beim Beispiel 1 angenommen ist, der darauf folgte, fuhr 
das transparente Heizerpaneel damitfort, Warme ohne Probleme zu erzeugen. 

Beispiel 4 

Eine laminierte Schicht, die Stiiziumnitrid (30 nm)/Titan (1 nm)/Silber mit 15 Gew.-% 
von Gold (10 nmysiliziumnitrid (30 nm)/lndiumoxid (30 nm) aufweist, wurde auf 
einem PET-Film mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 89 % und einer Dicke 
von 100 um unter Verwendung eines reaktiven RF-fonenplattierungsverfahrens 
ausgebifdet, um einen transparenten leitenden Film (ein erstes ZwischenprddUkt) zu 
erhalten. Der so erhaitene transparente tettende Film hatte eine Transmission 



sichtbaren Lichts von 74 % und eine Obernachenwiderstandsfahigkelt von 7 Q/o. 
pann wurde ein transparentes Heizerpaneel gemaft demselben Verfahmn vyie 
demjenigen beirn Beispiel 1 erzeugt 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige L6sung von 1N HGJ eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort bieibt, aber es gab keine Anderung 
bezOglich des auSeren Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. E«n Test bezQglich 
hpher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von : 85 P C x 95 % 
wurde fOr 2000 Stunden ausgefuhrt, aber es gab keine Anderung bezOglich des 
aufieren Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. Wahrend desselben thermischeh 
Tests wie demjenigen, der beim Beispiel 1 angenommen ist, der darauf folgt, fuhr 
das transparente Heizerpaneel damit fort, WSrme ohne Probleme zu erzeugen, 

Beispiel 5 

Auf einer OberfiSche eines Polycarbonat-{PC-)Fiims mit einer Dicke von 100 ym 
wurden eine thermoeinsteilende Poylurethan-Schicht (mit einer Dicke von 10 nm, 
Mitsui Toatsu Chemicals inc., Marke; Olester UD101N) und eine PoIyvinyl-AIkohok 
Schicht (mit einer Dicke von 8 nm) in dieser Reihenfolge ausgebifdet Eine 
thermoeinsteilende Sificonharzschicht (mit einer Dicke von 20 pm, Dow Corning 
Toray Silicon Co., Marke; SR2410) wurde auf der PoIyvinyl-AIkohohlschicht 
ausgebildet, . um einen feuchtigkeitsbestSndigen und Gasbegrenzungsfilm zu 
erzeugen. 

Die Sauerstoffdurchiassigkeit des Films, die gemSfc dem Verfahren A3TM-D1434 
gepruft wurde, war 0,5 cc nV 2 Tag" 1 . Die Sauerstoffpermeabilitat bet einer relativen 
Feuchtigkeit von 100 %, die gemSft dem Verfahren ASTM-D3985 geprQft wurde, war 
0,6 cc nrf 2 . Tag' 1 Oder weniger. Die Wasserdampfpermeabilitat des Films, die gemSft 
dem Verfahren ASTM-E96 (38°C, 90% RH) gepruft wurde, war 0,2 g m* 2 . Tag" 1 . 

Eine Klebernittelschicht mit einer 25 jjm wurde auf dem transparenten Substrat des 
feuchtigkeitsbestSndtgen und Gasbegrenzungsfilm ausgebildet. Der 
feuchtigkeitsbestandige und Gasbegrenzungsfilm wurde auf die exotherrne 
OberflSche des ursprQnglichen Films fur das transparente Heizerpaneel aufgetragen, 
das beim Beispie! 2 erzeugt isi Ein Schneiden wurde in einem Teil ausgefuhrt, wo 
der Teit des transparenten Substrate, dessen transparente leitende Schicht entfernt 



worden war/ unci ein transparentes Schutz-Plastikelement miteinander verbunden 
wurden, AuRen angeschtossene MetaiistSbe wurden mit runden kleinen Offnungen 
an den Etektrodenteiien angebracht, urn ein transparentes Heizerpaneel auszubitden, 
wo die Endflachen der transparenten ieitenden Schicht und die peripheren 
Endflachen zur exothermen OberflSche durch das transparente Schutzeiernent 
bedeckt waren. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei -20°C 
angeordnet Eine eiektrische Leistung von 13 V wurde daran angeiegt, und die 
OberfS3chentemperatur des transparenten Heizerpaneels erhohte sich auf +2°C in 
einer Minute, Es gab einen Temperaturanstieg von 22*C. Ein Test t>ezUgIich holier 
Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % wurde fur 
1000 Stunden ausgefOhrt, aber es gab keine Anderung bezOgtich des aufieren 
Erscheinungsbilds seiner EndflSchen. Aufgrund desseiben thermischen Tests, wie er 
beim Beispiel 1 angenommen ist, der darauf fotgt, fuhr das transparente 
Heizerpaneel damit fort t Warrne ohne Probteme zu erzeugen. 

Beispiel 6 

Dieselbe Prozedur wie diejenige beim Beispiel 2 wurde ausgefuhrt, auRer dass die 
transparente leitende Schicht durch eine laminierte Schicht ersetzt wurde, die aus 
ITO (Indiumzinnoxid, 10 D/n) besteht, urn ein transparentes Heizerpaneel zu 
erzeugen. Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige L6sung von 1N HCI eingetaucht, 
und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin bleibt, aber es gab keine 
Anderung bezugfich des Sufteren Erscheinungsbilds einer Endflachen. 

Vergleichsbeispiel 1 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denseiben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 1 erzeugt, aufter dass ein transparentes Schutz-Plastikeleriient nicht 
ausgebildet wurde. Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige L6sung von 1N HCI 
eingetaucht und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin bleibt, Die 
Endflachen wurden jedoch durch Farbpunkte bedeckt und teiiweise abgeschStt Ein 
Test bezugiich hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 
85°C x 95 % wurde ausgefuhrt, aber nach 500 Stunden erschienen gefarbte Fiecken 
bei den Endflachen, Nach zusatzlcchen 500 Stunden waren gefSrbte Fiecken in der 



Nachbarschaft des Zentrums, und das Produkt konnte nicht als das transparente 
Heizerpaneel verwendet werden. 

Vergleichsbeispiel 2 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 3 erzeugt, aulier dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Ein Test bezuglich hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit 
unter Bedingungen von 85°C x 95 % wurde ausgefuhrt, aber nach 500 Stunden 
erschienen gefarbte Flecken bet den Endflachen. Gefarbte Flecken waren in einigen 
inneren Teiien des Heizerpaneels, und das Produkt konnte nicht als das transparente 
Heizerpaneel verwendet werden. 

Vergleichsbeispiel 3 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 4 erzeugt, aufter dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von 1 N HCI 
getaucht und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin blieb. Die 
EndflSchen wurden durch gefarbte Flecken bedeckt und teilweise abgesqhalt 

Vergleichsbeispiel 4 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde unter denselben Bedingungen wie denjenigen 
im Beispiel 6 erzeugt, aufler dass ein transparentes Schutz-Plastikelement nicht 
ausgebildet wurde. Das Heizerpaneel wurde in eine wSssrige LSsung.von 1N HCI 
getaucht und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin blieb. Ein Teil der 
transparenten Schutzschicht uber den Randteilen des transparenten Heizerpaneels 
schmolzen weg. 

Beispiel 7 

Eine laminierte Schicht, die Siliziumnitrid (30 nm)/Silber (10 nm)/Kupfer 
(1nm)/Siliziumnitrid (10 nm)/lndiumoxid (60 nm) aufweist, wurde auf einem PET-Fiim 
mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 89 % und etner Dicke von 100 pm 
unter Verwendung eines reaktiven RF-Magnetron-Sputterverfahrens ausgebildet, um 



einen transparenten leitenden Film (ein erstes Zwischenprodukt) zu erhaiten. Der so 
erhaftene transparente leitende Film hatte eine Transmission sichtbaren Lichts von 
74 % und eine OberfJachenwiderstandsfShigkeit von 7 D/a. 

Auf die laminierte Schicht mit Ausnahme von Elektrodenteilen zum Plattieren und 
Teilen, die fur die Elektroden eines transparenten Heizerpaneeis reserviert sind, 
wurde dasselbe UV-einsteilende transparente Urethanacrylat, wie es beim Beispiel 1 
verwendet ist, aufgetragen und tfann ausgehSrtet, um eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke vom 10 pm {ein zweites Zwischenprodukt) 
auszubilden. 

Die Teife» die fDr die Ausbildung der Elektroden reserviert sind, wurden mit einer 
leitenden Paste, die KupferfQIIungen (Phenolharzbinder) enthalten, beschichtet, und 
es wurde zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 160°C bleiben, um eine leitende 
Schicht mit einer Dicke von 10 pm (einer WiderstandsfShigkeit von 6 x 10" 5 Q -. cm) 
(ein drittes Zwischenprodukt) auszubifden, 

Ein Elektroplattieren wurde in einem Nickelsuifamat-Piattierungsbad bei pH 4,5 
ausgefuhrt, um Nickelschichten mit einer Dicke von 5 ym als Metalielektroden 
auszubilden. Die Dimensionen der Elektroden waren: L&nge 125 mm und Breite 4 
mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm (vlertes 
Zwischenprodukt). 

Ein PET-Fi!m mit einer Dicke von 25 pm mit einer druckernpfindlichen Kiebeschicht 
mit einer Dicke von 20 pm wurde auf das vierte Zwischenprodukt bei einem 
derartigen Zustand laminieri dass die Verbsndungsabschnitte der Elektroden nicht 
bedeckt wurden, so dass ein transparentes Plastikelement ausgebildet wurde. Erne 
druckempfindliche Kiebeschicht mit einer Trenneinheit oder einem Freigabebogen 
wurde auf das transparente Substrat aufgetragen, um das transparente Heizerpaneel 
fertigzusteilen, Der Widerstand zwischen beiden der Elektroden war 5 Q. 

Die Trenneinheit wurde vom transparenten Heizerpaneel abgeschait Das 
transparente Heizerpaneel wurde auf eine Glasplatte verbunden und mit der 
Glaspiatte in einem thermostatischen Tank bei -20°C angeordnet Eine elektrische 
Leistung von 13 V wurde angelegt und die OberflSchentemperatur des 
transparenten Heizerpaneeis erhShte sich auf *2*C in einer Minute, Es gab efrien 



Temperaturanstieg von 22°C. 



Die Endflachen des transparenten Heizerpaneels Oder die geschn ittenen Endflachen 
davori wurden mit einem modifizierten Vinylacetat-Harz, das 5 Gew.-% von 1,2,3- 
Benzotriazot enthait, beschichtet, urn eine Schicht rnit einer Dicke von 5 pm 
auszubilden. Es wurde zugelassen, dass das Heizerpaneel fur 5 Minuten bei 110°C 
blieb, urn eine organische Schutzschicht auszubilden, die ein Antikprrosionsmitte! 
enthStt. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wSssrige Lbsung rnit 1N HCI eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort blieb, aber es gab~keine Anderung 
bezDglich des aufteren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezQgiich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85 9 C x 95 % 
wurde ausgefQhrt, aber nach 2000 Stunden gab es keine Anderung bezOglich des 
aufteren Erscheinungsbildes seiner Endflachen. Wahrend desselben thermischen 
Tests, wie er irn Beispiel 1 angenornmen ist, der darauf folgt, fuhr das transpahenie 
Heizerpaneel damit fort, warme ohne Problerne zu erzeugen. 

Beispiel 8 

Eine laminierte Schicht, die Siliziumnitrid (50 nm)/Silber (10 nm)/SiIiziurnoxynitrld {60 
nm) aufweist, wurde auf einen PET-FHm mit einer Transmission sichtbaren Lichts vqn 
89 % und einer Dicke von 100 \sm unter Verwendung eines reaktiven RF-Magnetron- 
Sputterverfahrens ausgebiidet, um einen transparenten leitenden Film (ein erstes 
Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die exotherme OberflSche des transparenten Heizerpaneels oder die so 
erhaftene taminierte Schicht wurde dasselbe UV-einstellende transparente 
Urethanacryiat, wie es im Beispiel 1 verwendet wird, aufgetragen und dann 
ausgehSrtet, um eine transparente Schutzschicht auszubilden. 

Die Teile, die fur die Ausbildung der Elektroden reserviert sind, wurden mit einer 
leitenden Paste beschichtet, die Kupferfuitungen (Phenolharzbinder) enthait, und es 
wurde zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 150°C bieiben t um eine Jeitende 
Schicht auszubilden, die eine Dicke von 10 ym (eine Widerstandsfahigkeit von 6 x 
10~ 5 O . cm) hat (zweites Zwischenprodukt). 



Das zweite Zwischenprodukt wurde mit efner SSurelosung mit dem pH von 2 und 
dann mit Wasser gewaschen. Eine Elektroplattieren wurde in einem Alkanol-Sulfon- 
Saurebad mit einem pH-Wert von 1 ausgefuhrt, urn Ldtschichten mit einer Dicke von 
etwa 5 pm, die aus einer Legierung aus Zinn und Blet bestehen, als Metallelektroden 
auszubilden. Die Dimensionen der Elektroden waren: Lange 125 mm und Breite 4 
mm, und der Abstand zwischen den Elektroden war 90 mm. Der Widerstand 
zwischen beiden der Elektroden war 5 Q. 

Das transparente Heizerpaneei wurde in einem thermostatischen Tank bei -20°C 
angeordnet, und es wurde zugelassen, dass es darin blieb. Eine elektrische Leistung 
von 13 V wurde daran angelegt, und die Oberflachentemperatur des transparenten 
Heizerpaneeis erhdhte sich in einer Minute auf *2*C. Es gab einen 
Temperaturanstieg von 22*C, 

Die peripheren EndflSchen des transparenten Heizerpaneeis zusatzlich zu den 
Endflachen der transparenten leitenden Schicht wurden mit einem 
Beschichtungsmaterial (KISren zur Randbeschichtung, Kawakami Paint Mfg. Go., 
Marke; Eton 2100) beschichtet und getrocknet, urn eine organische Schutzschicht 
mit einer Dicke von 50 \im auszubiiden, die ein Antikorrosionsmitte! enthait Ein Test 
bezQglich hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 
95 % wurde unter Verwendung des transparenten Heizerpaneeis ausgefuhrt, aber 
seibst nach 1000 Stunden gab es keine Anderung. WShrend desselben thermiscfien 
Tests, wie er im Beispiel 1 angenommen ist, der darauf foigte, fuhr das transparente 
Heizerpaneei damit fort, WSrme ohne Probleme zu erzeugen. 

Beispief 9 

Eine laminierte Schicht, die Indiumoxid (40 nm)/Silber (10 nm)/ Indiumoxid (60 nm> 
aufweist, wurde auf einen PET-Fitm mit einer Transmission sichtbaren Lichts von 89 
% und einer Dicke von 100 |jm unter Verwendung eines reaktiven RF-Magnetron* 
Sputterverfahrens ausgebildet, um einen transparenten leitenden Film (ein erstes 
Zwischenprodukt) zu erhalten. 

Auf die laminierte Schicht mit Ausnahme von Etektrodenteiten zum Plattieren und 
Teilen fur die Ausbrldung der Elektroden eines transparenten Heizerpaneeis wurde 



dasselbe UV-einsteilende transparenie Urethanacrylat, wie es beim Beispiei 1 
verwendet wurde, aufgetragen und dann ausgehartet, um erne transparente 
Schutzschicht mit efner Dicke von 10 pm (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. i 

Die Teile, die fur die Ausbildung der Elektroden reserviert stnd, wurden mit einer 
leitenden Paste beschichtet, die Silberfullungen (Acryiharzbinder) enthSIt, und es 
wurde zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 140°C biteben, um eine leitende 
Schicht mit einer Dicke von 10 pm (einer Widerstandsfahigkeit von 6 x 10"* fl ; cm) 
(ein drittes Zwischenprodukt) auszubilden. Eine Kupferfolie mit einer Klebeschicht ah 
einer Oberfl^che von ihr seibst wurde mit dem dritten Zwischenprodukt uber die 
Klebeschicht verbunden. Die obere OberflSche der Kupferfolie wurde mit der obeh 
angegebenen leitenden Paste (dem Acryiharzbinder) beschichtet, und es wurde 
zugelassen, dass sie fur 30 Minuten bei 140°C blieb, um eine leitende Schicht mit 
einer Dicke von 10 pm (einer Widerstandsfahigkeit von 6 x 10" 5 Q • cm) ais 
Elektroden auszubilden (viertes Zwischenprodukt), Ein PET-Film mit einer Dicke von 
25 pm mit einer druckempfindlichen Klebeschicht mit einer Dicke von 20 pm wurde 
auf das vierte Zwischenprodukt bei der Bedingung faminiert, dass die 
Verbindungsabschnitte der Elektroden nicht bedeckt wurden, so dass ein 
transparentes Pfastikelement ausgebildet wurde. 

Die peripheren Endflachen des transparenten Heizerpaneels zusatzlich zu den 
Endflachen der transparenten leitenden Schicht wurden mit einem UV-einstellenden 
Abdichtmaterial (modifiziertes Acrylat, Marke; Rocktight 350) beschichtet und 
getrocknet, um eine organische Schutzschicht mit einer Dicke von 50 pm 
auszubilden, die ein Antikorrosionsmittel enthatt. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von 1N HCI eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort bleib, aber es gab keine Anderung 
bezOgiich des aufteren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Ein Test bezOgiich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % 
wurde ausgefuhrt aber nach 1000 Stunden gab es keine Anderung bezOgiich des 
aufieren Erscheinungsbilds seiner Endflachen. Wahrend desselben thermischen 
Tests, wie er beim Beispiei 1 angenommen ist, der darauf folgte, fuhr das 
transparente Heizerpaneel damit fort, Warme ohne Probleme zu erzeugen. 



Beispiel 10 



Erne laminierte Schicht, die Sitber (TOnrn) / Kupfer {1nm) / Siiiziumnitrid (40 nm) / 
Indiumoxid (60 nm) aufweist, wurde auf einern PET-Fiim mit einer Transmission 
sichtbaren Uchts von 85 % und einer Dicke von 100 pm unter Verwendung eines 
reaktiven RF-Magnetron-Sputterverfahrens ausgebifdet, um einen transparenten 
leitenden Fiim (ein erstes Zwischenprodukt) zu erhalten. Der so erhaitene 
transparente ieitende Film hatte eine Transmission sichtbaren Uchts von 76 % und 
eine Oberffachenwiderstandsf§higkeit von 7 Q/n je Oberfiache der so erhaltenen 
laminierten Schicht mit Ausnahme von Elektrodenteilen zum Plattieren und TeiIen T 
die fQr die Ausbildung der Eiektroden eines transparenten Heizerpaneels reserviert 
sind, wurde mit demsefben UV-einsteiJenden transparenten Epoxyacryiat wie 
demjenigen beschichtet, das im Beispiel 1 verwendet ist, um eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm auszubilden, 

Ein Eiektroplattieren wurde in einem Nicklsuifamat-Plattierungsbad mit einem pH- 
Wert von 4,5 ausgefuhrt, um Nickelschichten mit einer Dicke von etwa 5 pm als 
Metallelektroden auszubilden. Die Dimensionen der Eiektroden waren: Lange 125 
mm und Breite 4 mm, und der Abstand zwischen den Eiektroden war 90 mm. Die 
WiderstandsfShigkeit zwischen beiden Eiektroden war 5 Q. 

Das transparente Heizerpaneel wurde in einem thermostatischen Tank bei -20°C 
angeordnet, und es wurde zugeiassen, dass es darin biieb, Eine elektrische Leistung 
von 13 V wurde daran angefegt, und die OberflSchentemperatur des transparenten 
Heizerpaneels erhShte sich in einer Minute auf *2°C. Es gab einen 
Temperaturanstieg von 22°C. 

Die EndflSchen des transparenten Heizerpaneels wurden mit modifizrertem 
Virtylacetatharz, das 5 Gew.~% von 1 ,2,3-Benzotriazol enthSIt, beschichtet, um eine 
Schicht mit einer Dicke von 5 pm auszubilden. Es wurde zugelassen, dass das 
Heizerpaneel fOr 5 Minuten auf 110 C C blieb, um eine organische Schutzschicht 
auszubilden, die ein Antikorrosionsmitte! enthalt. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wassrige Losung von 1N HCl eingetaucht, und es 
wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort bfeib, aber es gab keine Anderung 
bezuglich des au&eren Erscheinungsbilds seiner EndftSchen. Etn Test bezuglich 



hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % 
wurde ausgefuhri, aber nach 1000 Stunden gab es keine Anderung bezQglich des 
au Keren Erscheinungsbifds seiner Endflachen. Wahrend desselberi thermischen 
Tests, wie er beim Beispiel 1 angenommen ist, der darauf fofgte, fuhr das 
transparente Heizerpaneel damit fort, warrne ohne Probleme zu erzeugen. 

Vergleichsbeispiel 5 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde gemafc demselben Verfahren wie demjehigeri 
inn Beispiel 7 erzeugt. Die Endflachen des Heizerpaneels wurden keiner 
Antikorrosionsbehandlung unterzogen, Es wurde in eine wassrige IJfsung mit 1 N HCI 
eingetaucht, und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde dort blieb. Es gab 
gefarbte Flecken bei seinen Endflachen, und die Endflachen schaiten sich teilweise 
ab. 

Vergleichsbeispiel 6 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde gemafi demselben Verfahren wie demjenigen 
im Beispiel 8 erzeugt. Die Endflachen des Heizerpaneels wurden keiner 
Antikorrosionsbehandlung unterzogen. Ein Test bezQglich hoher Temperatur und 
hoher Feuchtigkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % wurde Verwendung des 
Heizerpaneels ausgefOhrt Nach 500 Stunden erschienen gefarbte Flecken bei den 
Endflachen davon. Nach zusatziichen 500 Stunden erschienen gefarbte Flecken in 
der Nachbarschaft des Zentrums, und das transparente Heizerpaneel konnte nicht 
verwendet werden. 

Vergleichsbeispiel 7 

Ein transparentes Heizerpaneel wurde gemaft demselben Verfahren wie demjenigen 
im Beispiel 9 erzeugt Die Endflachen des Heizerpaneels wurden keiner 
Antikorrosionsbehandlung unterzogen. Es wurde in eine wSssrige Ldsung von 1N 
HC! getaucht, und es wurde zugelassen, dass es fur eine Stunde darin blieb, Es gab 
gefarbte Flecken bei seinen Endflachen, und die Endflachen schaiten sich teilweise 
ab, 



Beispiel 1 1 



Eine iaminierte Schicht, die Silber {10 nm) / Kupfer (1 nrn) / Siliziurnoynitrid (5 nm) / 
Silfeiumoxid (5 nm) / Indtumozinnoxid (40 nm) aufweist wurde auf einen PET-RIrn 
rnit einer Transmission sichtbaren Uchts von 89 % und einer Dicke von 100 Jim unter 
Verwendung eines reaktiven DC-Magnetron-3putterverfahrens mit ainem 
metaliischen Target ausgebifdet, um einen transparenten tettenden Film zu erhalten. 
Der so erhaltene transparente leitende Film hatte eine Transmission sichtbaren 
Lichts „von 76 % und eine Oberftachenwiderstandsf§higkeit von 7 O/o, (erstes 
Zwischenprodukt) 

Auf die transparente leitende Schicht rnit Ausnahme eines Teils, der fur die 
Verbindung des transparenten Substrats rnit einer Antikorrosionsschicht reserviert ist, 
von Teilen mit Ausnahme von leitenden Schichten in der Form eines Musters auf 
einer exothermen Oberfiache, von Teilen, die fQr die Ausbildung der Eiektroden eines 
transparenten Heizerpaneels reserviert sind, und Elektrodenteilen zum Plattieren 
wurde dasselbe UV-einstellende transparente Urethanacrylat, wie es im Beispief 1 
verwendet wlrd, aufgetragen und dann ausgeh§rtet f um eine transparente 
Schutzschicht mit einer Dicke von 10 pm (ein zweites Zwischenprodukt) auszubilden. 

Ein Fotolack wurde auf dem Teil ausgebiidet, der fQr die Verbindung des 
transparenten Substrats mit der Antikorrosionsschicht reserviert ist (drittes 
Zwischenprodukt), Ein Eiektroplattieren wurde in einem Nickelsulfamat- 
Plattierungsbad mit einem pH-Wert von 4,5 ausgefGhri um Nickeischichten mil einer 
Dicke von 5 jjm a!s Metaileiektroden (ein viertes Zwischenprodukt) auszubilden. Das 
vierte Zwischenprodukt wurde in eine wSssrige LSsung von 1 % KOH eingetaucht, 
um den Fotolack zu entfernen, und es wurde dann in eine Atziesung vom HCI-Typ 
Oder eine wassrige Lfisung mit 8 % HCf eingetaucht. Die zusStzlichen Teile der 
leitenden Schicht wurden entfernt, um eine Gruppe von leitenden Schichten mit 
einem vorbesttmmten Muster auszubilden, wobei der Abstand zwischen Leitungen 
von leitenden Schichten 200 pm im zentralen Teil war (funftes Zwischenprodukt; Fig, 
30); 

Die Dimensionen der Eiektroden waren: Lange 125 mm und Breite 4 mm, und der 
Abstand zwischen den Eiektroden war 90 mm. Eine transparente Urethanacrylat- 
Schrcht (Diabeam UK-6074) mit einer Dicke von 20 pm afs eine Antikorrosionsschicht 



wyrde ElektrodenteHen rnit Ausnahme von Teiien 'au^ebilde^;'^^^-- 
Verbindungsabschnitten ehtsprachen, die mit Au&enelektroden verbunden waren. 

Eln Abschneiden wurda in einem Tell ausgefuhrt, in welchem das transparente 
Substrat, dessen transparente leitende Schicht entfernt worden war, und die 
Antikorrosionsschicht miteinander verbunden waren. Durch ain 
Widerstandsschwetften wurden auften angeschlossene Metalistabe durch Hitze rtjit 
den ElektrodenteHen verbunden, die den Verbindungsabschnitten eritsprachen, die 
mit den Aufcenetektroden verbunden waren, und wo keine Antikorrosionsschicht 
ausgebildet wurde. 

Eine druckempfindliche Klebeschicht mit einer Trenneinheit oder einem 
Freigabebogen wurde auf das transparente Substrat aufgetragen, urn ein 
transparentes Heizerpaneel mit Passungen fOr eine Verbindung fertig zu steilen. Der 
Widerstand zwischen den ausgebildeten beiden Elektroden war 5 Q. 

Die Trenneinheit wurde vom transparenten Heizerpaneel abgeschStt, dessen 
Metalistabe mit Leitungen zum Anlegen elektrischer Leistung durch Loten verbunden 
waren. Das transparente Heizerpaneel wurde auf eine Giasplatte verbunden und mit 
der Giasplatte in einem thermostatischen Tank bei -20*0 angeordnet Eine 
elektrische Leistung von 13 V wurde damn angelegt, und die Oberflcichentemperatur 
des transparenten Heizerpaneels erhOhte sich in einer Minute auf *2°C. Es gab 
einen Temperaturanstieg von 22°C. Die Temperaturverteilung der exothermen 
Oberfl&che war im Sereich von ± 1 und einheitiich. 

Das Heizerpaneel wurde in eine wSssrige Ldsung von I N HCI eingetaucht, und es 
wurde zugeiassen, dass es fur eine Stunde darin blieb, aber es gab keine Anderung 
bezOglich des aufteren Erscheinungsbiids seiner EndflSchen. Ein Test bezuglich 
hoher Temperatur und hoher Feuchtlgkeit unter Bedingungen von 85°C x 95 % 
wurde fur 1000 Stunden ausgefuhrt, aber es gab keine Anderung bezuglich des 
aufteren Erscheinungsbifds seiner EndflSchen, Wahrend des thermischen Tests, wie 
er im Beispie! 1 angewendet ist, der darauf folgte, fuhr das transparente 
Heizerpaneel damit fort, WSrme ohne Probleme zu erzeugen. 
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Fatentanspruche 

1. Transparentes Heizerpaneei (1), das In Kombination Folgendes aufweist: 

1 ) ein transparentes Substrat (2); 

2) eine transparence ieitende Schicht (3), die auf einer ersten OberflSche 
des transparenten Substrats (2) ausgebifdet 1st und Endfiachen hat; 

3) eine erste Eiektrode (5) t die sich tiber etnen ersten Randteil der 
transparenten leitenden Schicht (3) erstreckt, und eine zweite Eiektrode (5'} f 
die sich uber efnen zweiten Randteil der transparenten leitenden Schicht (3) 
erstreckt, der beabstandet von und entgegengesetzt zu ihrem zweiten 
Randteil ist, wobei die Etektroden (5, 5') EndflSchen haben; und 

4) eine transparente Schutzschicht (6), die uber dem Tell der 
transparenten leitenden Schicht (3) ausgebildet ist. bei weichem weder die 
erste Eiektrode (5) noch die zweite Eiektrode (5') ausgebildet 1st, wobei jede 
der Endfiachen der transparenten (eitenden Schicht (3) eirier 
Korrosionsschutzbehandlung unterzogeh ist. 

2. Transparentes Heizerpaneei (1) nach Anspruch 1, wobei die transparente 
Ieitende Schicht (3) in der Form eines vorbestimmten Musters ist und als 
exotherme Oberflache funktioniert. 

3. Transparentes Heizerpaneei (1 ) nach Anspruch 1 1 wobei jede der Endfiachen der 
Elektroden {5 t 5') und jede der Endfiachen der transparenten Schutzschicht (6) 
einer Korrosionsschutzbehandlung unterzogen sind. 

4. Transparentes Heizerpaneei nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei die 
transparente Schutzschicht (3) wenigstens eine transparente dOnne Schicht und 
wenigstens eine metallische dunne Schicht aufweist, deren Hauptkomponehte 
wenigstens ein Metal! ist, das aus einer Gruppe (a1) ausgewahlt ist, die aus 
Silber und Kupfer besteht, und die transparente dOnne Schicht optional ein 
Plattchen oder ein Laminat ist, das wenigstens ein Material aufweist, das aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die aus MetaH-Oxiden, Metali-Nitriden, Metals 



Oxynitrideh, Metall-Hydronitriden und Metall-Carbiden besteht 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 4, wobei die metalJische 
dunne Schicht eine erste metallische dunne Schicht (A) und eine zwette 
metallische dunne Schicht (B) aufweist, die in einer Reihenfolge von AB; BAB 
Oder BAjeweils uber dern transparenten Substrat (2) sind; 

wobei die erste metallische dQnne Schicht (A) ausgewahlt ist aus 

1) einem Plattchen oder einern Laminat mit wenigstens einem 
Metall, das aus der Gruppe (at) ausgewahlt ist* die aus Siiber und 
Kupfer besteht; 

2) einem Plattchen oder einem Laminat mit einer Legierung aus 
wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a1) ausgewahlt ist, und 
wenigstens einem Metall, das aus einer Gruppe (a2) ausgewahlt ist, die 
aus Palladium, Kupfer, Platin und Gold besteht; und 

3) einem Plattchen Oder einem Laminat, das aus einer Mischung 
aus wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (at) ausgewahlt ist, 
und wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (a2) ausgewahlt ist, 
besteht; 

wobei die zweite metallische dunne Schicht (B) ausgewahlt ist aus 

4) einem Plattchen oder einem Laminat mit wenigstens einem 
Metall, das aus einer Gruppe (b1) ausgewahlt ist, die aus Kupfer, 
Nickel, Zinn, indium, Titan, Palladium, Aluminium, Chrom, Siiizium; 
Wolfram, Vanadium, Zrnk, Tantal, Gold, Platin und Kobait besteht; 

5) einem Plattchen oder einem Laminat mit einer Legierung aus 
wenigstens einem Metall, das aus der Gruppe (b1 ) ausgewahlt ist; und 

6) einem Plattchen oder einem Laminat aus einer Mischung, die 
aus wenigstens einem Metal! besteht, das aus der Gruppe (b1) 
ausgewahlt ist. 

Transparentes Heizerpaneei (1) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei 
jede der Endftachen der transparenten Schutzschicht (6) einer 
Korrosionsschutzbehandlung mit einem transparenten Schutz-Ptastikeiement 
(7) unterzogen ist, und das transparente Schutz-Pfastikelement (7) ein 
transparenter Schutz-Piastikfilm (9) oder eine transparente Schutz-Plastikfolie 
ist 
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Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 6, wobei das transparente 
Schutz-Plastikelement (7) durch die Verwendung einer KJebeschicht (8) 
larniniert ist und/oder das transparente Schutz-Plastikelement (7) auf den 
gesamten Endflachen des transparenten Heizerpaneels (1) ist. 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei jede der 
EndflScben der transparenten leitenden Schicht (3) einer 
Korrosionsschutzbehandiung mit einem Korrosionsschutzmittei unterzogen ist, 
wobei das Korrosionsschutzmittei eine Wirkkomponente aufweist, die 
ausgewShlt ist aus 

1) wenigstens einer Wirkkomponente, die aus der Gruppe 
ausgewShlt ist, die aus Benzo-Triazol, Indazolen, Imidazolen und 
Derivraten davon besteht; 

2) wenigstens einer Wirkkomponente, die aus der Gruppe 
ausgew§hlt ist, die aus AminosSuren, Estern von Aminoseiuren, 
Alkalimetallsafzen von AminosSuren, Ammoniak und Salzen von 
Aminen besteht; 

3) einer Wirkkomponente, die aus der Gruppe ausgewShft ist, die 
aus Mercaptan und Derivaten von Mercaptan, die in enger Beziehung 
zu Mercaptan sind, besteht; 

4) einer Wirkkomponente, die irgendeine Kupfer*Chelat-Verbindung 
aufweist; 

5) einer Mischung, die wenigstens zwei der Wirkkomponenten 1} 
bis 4) aufweist; und 

6} einer Mischung, die mit wenigstens eine der Wirkkomponenten 
1 ) bis 4) und eine dritte Komponente aufweist 

Transparentes Heizerpaneel (1) nach Anspruch 8, wobei entweder eirie 
organische Schutzschicht (32), die das Korrosionsschutzmittei mit irgendeiner 
der Wirkkomponenten 1) bis 6) enthait, auf wenigstens einer der Endflachen 
der transparenten ieitenden Schicht (3) ausgebifdet ist, oder 

eine Kiebeschicht (8), die das Korrosionsschutzmittei mit irgendeiner 
der Wirkkomponenten 1) bis 6) enthait, auf wenigstens einer der Endfiachen 
der transparenten feitenden Schicht (3) ausgebildet ist 

Verfahren zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels (i), wobei das 



Heizerparieel in Kqmbination Folgendes aufweist: 
1 ) ein transparentes Substrat (2); 
2} eine transparente leitende Schicht (3), die auf einer ersten OberflSche 
des transparenten Substrats (2) ausgebildet ist und Endflachen hat; 

3) eine erste Elektrode (5), die sich uber einen ersten Randteil der 
transparenten leitenden Schicht (3) erstreckt, und eine zweite Elektrode (5 , ) l 
die sich uber einen zweiten Randteil der transparenten leitenden Schicht (3) 
erstreckt, der beabstandet von und entgegengesetzt zu ihrem zweiten 
Randteil ist, wobei die Efektroden (5, 5') Endflachen haben; und 

4) eine transparente Schutzschicht (6), die uber dem Teil der 
transparenten leitenden Schicht (3) ausgebildet ist, bei welchem weder die 
erste Elektrode (5) noch die zweite Elektrode (5') ausgebildet ist; 

wobei das Verfahren zum Vorbererten des transparenten Heizerpaneels 
einen Schritt zur Korrosionsschutzbehandlung jeder der Endflachen tier 
transparenten leitenden Schicht (3) aufweist 

Verfahren zum Vorbererten eines transparenten Heizerpaneels (1) nach 
Anspruch 10, das Folgendes aufweist: 

1 ) einen ersten Schritt zum Ausbilden der transparenten Schutzschicht (6) 
uber einem ausgewahlten Teil der transparenten leitenden Schicht (3), die auf 
der ersten OberflSche des transparenten Substrats (2) ausgebildet ist und die 
als exotherme Oberfiache funktioniert; 

2) einen zweiten Schritt zum Ausbilden eines Schutzlacks (40) Ober dem 
Teil der transparenten leitenden Schicht (3), bei welchem weder die erste 
Elektrode (5) noch die zweite Elektrode (5 s ) auszubilden ist; 

3) einen dritten Schritt zum Ausbilden der ersten Elektrode (5) und der 
zweiten Elektrode (5'); 

4) einen vierten Schritt zum Entfernen des Schutzlacks; 

5) einen fOnften Schritt zum Entfernen eines Oberflusses der 
transparenten leitenden Schicht (3); 

8) einen sechsten Schritt, als Korrosionsschutzbehandlung, zum 
Bedecken der EndflSchen der transparenten feitenden Schicht (3) und jeder 
der peripheren Endflachen mil einem transparenten Schutz-Plastikelernent (7); 
und 

7) einen siebten Schritt zum Entfernen irgendeines Oberflusses, 
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Verfahren zum Vorbereiten eines transparenten Heizerpaneels (1) nach 
Anspruch 10, wobei der Schritt zur Korrosionsschutzbehandfung ein Bedecken 
aller EndflScben des transparenten Heizerpaneels (1) mit einem transparenten 
Schutz-Piastikelement (7) aufweist. 
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